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Manipulace uvnitr pocitace

Témata:

. Bezpecnostni pokyny

¢ Pred manipulaci uvniti pocitace

. Bezpecnostni opatreni

. Elektrostaticky vyboj — ochrana ESD
*  Antistaticka servisni souprava

. Preprava citlivych soucasti

*  Po manipulaci uvnitf pocitace

~ v d
Bezpecnostni pokyny
Dodrzovanim nasledujicich bezpe&nostnich zasad zabranite moznému poskozeni pocitaCe a zajistite viastni bezpecnost. Neni-li uvedeno
jinak, v8echny postupy uvedené v tomto dokumentu predpokladaji, Ze jste si precetli bezpe&nostni informace dodané s pocitacem.

A VAROVANI: PFed manipulaci uvnitf poéitace si preététe bezpeénostni informace dodané s poéitaéem. Dalsi informace
o vzorovych postupech v oblasti bezpe¢nosti naleznete na domovské strance Soulad s predpisy na adrese
www.dell.com/regulatory_compliance.

A VAROVANI: Nez oteviete kryt poéitaée nebo jeho panely, odpojte poéita& od véech zdroji napajeni. Poté co dokonéite
praci uvnitF pocitace, namontujte vSechny kryty, panely a Srouby a teprve poté pripojte pocitac k elektrické zasuvce.

Chcete-li predejit poSkozeni pocitace, ujistéte se, Ze je pracovni plocha rovna, sucha a Cista.

Chcete-li predejit poskozeni komponent a karet, drZte je pouze za hrany a nedotykejte se kolikii a kontakta.

Odstranovani problémi a opravy byste méli provadét pouze po autorizaci nebo vyzvé tym technické
pomoci Dell. Na skody zplisobené neopravnénym servisnim zasahem se nevztahuje zaruka. Vice informaci najdete
v bezpeénostnich pokynech dodavanych s produktem nebo na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

Drive, nez se dotknete nékteré casti uvnitr pocitace, odvedte elektrostaticky naboj z vaseho téla tim, ze se

dotknete kovového predmétu, napriklad nékteré kovové casti na zadni strané pocitace. BEhem manipulace se opakované
dotykejte nenatfeného kovového povrchu, abyste odvedli potencialni elektrostaticky naboj, ktery mize poskodit vnitini
komponenty.

Pri odpojovani kabelu tahejte za konektor nebo vytahovaci poutko, nikoli za samotny kabel. Nékteré kabely
mohou byt opatreny konektory se zapadkami nebo pritlaénymi Srouby, které je treba pred odpojenim kabelu uvolnit. PFi
odpojovani kabeli je drzte rovné, aby nedoslo k ohnuti koliki. Pri pFipojovani kabell se ujistéte, Ze jsou porty a konektory
spravné otoceny a vyrovnany.

Stiskem vysuiite vSechny karty vioZené ve Eteéce pamétovych karet.

PFi manipulaci s lithium-iontovymi bateriemi v noteboocich postupujte opatrné. Vyboulené baterie by se
nemély pouzivat. Je tfeba je vyménit a vhodnym zplisobem zlikvidovat.

®| POZNAMKA: Barva pocitace a nékterych soucasti se mdze lisit od barev uvedenych v tomto dokumentu.

Pred manipulaci uvnitr pocitace

1. Ujistéte se, ze je pracovni povrch rovny a Cisty, aby nedo$lo k poSkrabani krytu pocitace.
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2. Vypnéte pocitac.
3. Je-li pocitac pripojen k dokovacimu zafizeni, odpojte jej.
4. Odpojte viechny sitové kabely od pocitace (pokud jsou k dispozici).

Pokud pocita¢ ma port RJ45, odpojte sitovy kabel jeho vytaZenim z pocitace.

B. Odpojte pocitac a vSechna pripojena zafizeni od elektrickych zasuvek.
6. Oteviete displej.
7. Stisknutim a podrzenim tlacitka napajeni po nékolik sekund uzemnéte zakladni desku.

Aby nedoslo k Grazu elektrickym proudem, odpojte pocitac pred provedenim kroku €. 8 ze zasuvky.

Aby nedoslo k elektrostatickému vyboji, pouZijte uzemnovaci naramek nebo se opakované dotykejte
nenatfeného kovového povrchu, kdyz se dotykate konektoru na zadni strané pocitace.

8. Vyjméte z prislusnych slotd v&echny nainstalované karty ExpressCard nebo Cipové karty.

Bezpecnostni opatreni

Kapitola o bezpecnostnich opatfenich popisuje hlavni kroky, které je tfeba podniknout pred zahajenim jakékoli demontaze.

Pred veskerymi montazemi a opravami, jez zahrnuji demontéz a op&tovnou montaz, si prostudujte nasledujici bezpecnostni opatreni:
Systém a vSechna k nému pripojena periferni zafizeni vypnéte.

Systém a vSechna k nému pripojena periferni zafizeni odpojte od napéjeni stridavym proudem.

Od systému odpojte v8echny sitové, telefonni a komunikacni kabely.

Pri praci uvnitr jakéhokoli notebooku pouZivejte antistatickou servisni soupravu, které chrani pred elektrostatickym vybojem (ESD).
Kazdou soucast po demontazi umistéte na antistatickou podlozku.

Noste obuv s nevodivou gumovou podrazkou. Snizite tim riziko Urazu elektrickym proudem.

Pohotovostni napajeni

Produkty Dell s pohotovostnim napéjenim je nutné pred otevienim jejich krytu odpojit od napéjeciho zdroje. Systémy s pohotovostnim
napajenim jsou pod napétim i tehdy, kdyZz jsou vypnuté. Toto vnitfni napajeni umozfiuje systém na délku zapnout (funkce Wake on LAN)
nebo prepnout do rezimu spanku a nabizi dalsi pokrocilé funkce pro Fizeni spotfeby.

Po odpojeni kabelu by mélo k odstranéni zbytkove energie na zakladni desce stacit na 20 sekund stisknout a podrzet tlacitko napajent.
Vyjméte baterii z notebook.

Vodivé propojeni

Vodivé propojeni je zplsob pripojeni dvou ¢i vice uzemriovacich vodi¢a ke stejnému elektrickému potenciélu. K jeho vytvoreni pouzijte
antistatickou servisni soupravu. Propojovaci vodi¢ je tfeba pfipojit k holému kovu, nikoli k lakovanému nebo nekovovému povrchu. Poutko
na zapésti si musite radné upevnit a musi byt v kontaktu s vasi pokozkou. Pred vytvorenim vodivého propojeni si sundejte veskeré Sperky
(napf. hodinky, ndramky &i prsteny).

Elektrostaticky vyboj — ochrana ESD

Statické elektfina predstavuje vyznamné riziko pri manipulaci s elektronickymi soucastmi, zejména pak s citlivymi dily, jako jsou rozsifovaci
karty, procesory, pamétové moduly DIMM nebo systémové desky. Pouhé velmi malé vyboje statické elektiiny dokaZzou obvody poskodit
zplsobem, ktery na prvni pohled neni patrny, ale mdze zplisobovat ob&asné problémy ¢i zkraceni zivotnosti produktu. Neustéle rostouci
pozadavky na nizsi spotfebu a vySSi hustotu zplsobuiji, Ze se ze statické elektfiny stava stéle vétsi problém.

Vzhledem ke zvySené hustoté polovodicd jsou posledni produkty spolecnosti Dell nachylngjsi na poskozeni statickou elektfinou. Z toho
dlvodu jiz nékteré dfive schvélené postupy manipulace s dily nadéle nelze uplatriovat.

Poskozeni statickou elektfinou mlze zplsobovat dva typy poruch — katastrofické a obCasné.

e Katastrofické — Katastrofické poruchy predstavuji priblizné 20 % poruch zplsobenych statickou elektfinou. Takové poruchy
zpUisobuji okamZité a Uplné vyrazeni zafizeni z provozu. Prikladem katastrofické poruchy je zasah pamétového modulu DIMM statickou
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elektrinou, jeho? désledkem je priznak ,No POST / No Video® (Zadny test POST / Zadné video) doprovazeny zvukovym signalem, jenz
znaci chybéjici nebo nefunkéni pamét.

e Obcasné — Obgasné poruchy predstavuiji priblizné 80 % poruch zplisobenych statickou elektrinou. Ve vétsing pripadd tyto poruchy
nejsou okamZité rozeznatelné. Pamétovy modul DIMM je zasazen statickou elektfinou, ale trasovani je pouze oslabeno a navenek
nevykazuje znamky poskozeni. Oslabené trasa se mdze tavit celé tydny ¢i mésice a béhem toho mize dochazet ke zhorSovani integrity
paméti, obcasnym chybam atd.

Jesté obtiznéji rozpoznatelnym a odstranitelnym druhem poSkozeni jsou takzvané latentni poruchy.

Poskozeni statickou elektfinou mlzete predejit ndsledujicim zplsobem:

e Nasadte si antistatické poutko na zapésti, které je fadné uzemnéno pomoci vodice. PouZiti antistatickych poutek na zapésti bez
uzemnéni pomoci vodice nadéle neni povoleno, protoze neumozniuje odpovidajici ochranu. Dotykem Sasi pfed manipulaci s dily
nezajistite odpovidajici ochranu souc¢ésti, jez jsou vCi statické elektfiné obzvIast citlivé.

e Se vSemi soucastmi, které jsou citlivé na elektrostatické vyboje, manipulujte v oblasti, kde nehrozi kontakt se statickou elektfinou.
Pokud je to mozné, pouZijte antistatické podlahové podlozky a podloZzky na pracovni stdl.

e Soucast citlivou na elektrostatické vyboje vyjméte z antistatického obalu aZ tehdy, kdyz budete pfipraveni ji nainstalovat v pocitaci.
Pred rozbalenim antistatického obalu odstrarite ze svého téla statickou elektrinu.

e Soucast citlivou na elektrostatické vyboje pred prepravou umistéte do antistatické nadoby nebo obalu.

Antistaticka servisni souprava

Nemonitorovana servisni souprava je nejcasteji pouzivanou servisni soupravou. Kazda servisni souprava sestava ze tfi hlavnich souc¢asti:
antistatické podlozky, poutka na zapésti a propojovaciho vodice.

Soucasti antistatické servisni soupravy

Soucésti antistatické servisni soupravy jsou nasleduijict:

e Antistaticka podlozka — Antistaticka podloZka je elektricky nevodivé a pfi servisnich zékrocich slouzi k odkladani dild. Pred
pouzitim antistatické podlozky je tfeba si Fadné nasadit poutko na zapésti a propojovacim vodicem je pripojit k této rohozce nebo
jakémukoli holému plechovému dilu systému, na kterém pracujete. Jakmile budete takto fadné pripraveni, nahradni dily Ize vyjmout
z antistatického obalu a umistit pfimo na podloZku. Diliim citlivym na statickou elektFinu nic nehrozi, pokud je mate v ruce, na
antistatické rohozce, v systému nebo v obalu.

e Poutko na zapésti a propojovaci vodi¢ — Poutko na zapésti Ize propojovacim vodi¢em pripojit primo k holému plechovému
dilu hardwaru (pokud antistaticka podloZka neni potfeba) nebo k antistatické podlozce, jez chrani hardware, ktery jste na ni
umistili. Fyzickému propojeni poutka na zapésti, propojovaciho vodice, vasi pokozky, antistatické podlozky a hardwaru se fiké vodivé
propojeni. PouZivejte pouze servisni soupravy s poutkem na zapésti, podlozkou a propojovacim vodi¢em. Nikdy nepouZzivejte poutka
na zapésti bez vodice. Méjte vZzdy na paméti, Ze vnitini vodice poutka na zapésti jsou nachylné na bézné opotrebeni a musi byt
pravidelné kontrolovany prislusnou zkouseckou, aby nedoslo k nechténému poskozeni hardwaru statickou elektfinou. Poutko na zapésti
a propojovaci vodi¢ doporucujeme prezkuSovat jednou tydné.

e ZkousSecka antistatického poutka na zapésti — VodiCe uvnitf antistatického poutka se postupem Casu opotrebovavaiji. Pokud
pouzivate nemonitorovanou servisni soupravu, poutko na zapesti doporucujeme prezkuSovat pred kazdym servisnim zakrokem
a nejméné jednou tydné. Nejlépe se k tomu hodi zkouSeCka poutek na zapésti. Pokud viastni zkouSeCku poutek na zapésti nemate,
zeptejte se, jestli ji nemaji ve vasi oblastni pobocce. Cheete-li poutko na zapésti prezkouset, pripojte je propojovacim vodicem ke
zkouSecCce a stisknéte prislusné tlacitko. Pokud zkouska dopadne Uspedng, rozsviti se zeleny indikator LED, pokud nikoli, rozsviti se
Cerveny indikator LED a ozve se zvukova vystraha.

e lzolaéni prvky — Zarfizeni citliva na statickou elektfinu (napf. plastové kryty chladicl) je nezbytné nutné udrZovat v dostatecné
vzdalenosti od vnitinich dill, které slouzi jako izolatory a Casto jsou velmi nabité.

e Pracovni prostredi — Pred pouzitim antistatické servisni soupravy posud'te situaci na pracovisti u zakaznika. Napfiklad pri servisu
serverl se souprava pouziva jinym zplsobem neZ pri servisu stolnich a prenosnych pocitacd. Servery jsou obvykle umistény v racku
v datovém centru, zatimco stolni a prenosné pocitace se obvykle nachéazeji na stolech v kancelafich &i kancelarskych kaojich. K praci
vzdy zvolte velkou, otevienou a rovnou plochu, na které se nic nenachazi a kam se antistatické souprava spolecné s opravovanym
systémem snadno vejdou. Na pracovisti by také nemély byt zadné izolacni prvky, které by mohly zplsobit zasah statickou elektrinou.
Pri manipulaci s jakymikoli hardwarovymi soucastmi je nutné veskeré izolatory v pracovni oblasti (jako je polystyren Ci jiné plasty) vzdy
umistit do minimaini vzdalenosti 30 centimetrd (12 palct) od citlivych dild.

e Antistaticky obal — \VVeskera zafizeni citliva na statickou elektfinu musi byt prepravovana a pfedavana v antistatickém obalu.
Doporucuje se pouZziti kovovych staticky stinénych oballl. PoSkozenou soucast je tfeba vrétit ve stejném antistatickém obalu, v jakém
jste obdrzeli ndhradni dil. Antistaticky obal je nutné pfehnout a zalepit lepici paskou. Také je nutné pouZit peénovy obalovy material, ktery
byl sou¢asti baleni ndhradniho dilu. Zafizeni citliva na statickou elektrinu vyjméte z obalu pouze na pracovnim povrchu, ktery chrani
pred statickou elektfinou. Tato zarizeni nikdy neumistujte na antistaticky obal, protoZe antistatické stinéni funguje pouze uvniti tohoto
obalu. Souc¢ésti vzdy drzte v ruce nebo umistéte na antistatickou podlozku, do systému nebo do antistatického obalu.
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e Preprava citlivych souéasti — Prepravované soucasti (napr. ndhradni dily nebo dily vracené spolecnosti Dell), které jsou citlivé na
statické elektFinu, je bezpodminecné nutné chréanit v antistatickych obalech.

Shrnuti ochrany pred statickou elektfinou

Doporucuije se, aby vSichni technici pfi servisnich zakrocich na produktech Dell vzdy pouzivali béZzné antistatické poutko na zapésti
s propojovacim uzemnovacim vodi¢em a antistatickou podlozkou. Déle je nezbytné nutné, aby technici pri servisu chranili citlivé soucasti od
v8ech izolgtord a aby k prepravé téchto soucasti pouzivali antistatické obaly.

Preprava citlivych soucasti

Prepravované soucasti (napr. ndhradni dily nebo dily vracené spolecnosti Dell), které jsou citlivé na statickeé elektfinu, je bezpodminec¢né
nutné chranit v antistatickych obalech.

Po manipulaci uvnitr pocitace

Po dokonceni montéze se uijistéte, Ze jsou pfipojena vSechna externi zafizeni, karty a kabely. UCirite tak dfive, nez zapnete pocitac.

Chcete-li se vyhnout poskozeni pocitace, pouzivejte pouze baterii, ktera byla vytvorena pro tento pocitac
Dell. Nepouzivejte baterie vytvorené pro jiné pocitace Dell.

1. Pripojte veSkera externi zafizeni, napriklad replikator portl nebo multimedialni zékladnu, a nainstalujte vSechny karty, napiiklad kartu
ExpressCard.

2. Pripojte k pocitaCi vdechny telefonni nebo sitové kabely.

Chcete-li pripojit sitovy kabel, nejprve pripojte kabel do sitového zafizeni a teprve poté do pocitace.

3. Pripojte pocitaC a vSechna pFipojena zafizeni do elektrickych zasuvek.
4. Zapnéte poditac.
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Tato kapitola popisuje technologii a soucasti dostupné v systému.

Témata:

Pouzivani pocitace

Napéjeci adaptéry AC/DC

Baterie

Procesory

Funkce paméti

Varianty grafickych karet

Corning Gorilla Glass

Pouzivani pera

Ctetky pamétovych karet

UEFI BIOS

Spréava systémd — od spréavy na pracovisti po cloud
Modul TPM (Trusted Platform Module)
Ctetka otiskd prst

Vlastnosti rozhrani USB

USB PowerShare

USB typu C

Ethernet

HDMI 2.0

Pouzivani pocitace

Otevreni vika s displejem LCD

Technologie a soucasti

1.

Stisknéte zapadku displeje LCD umisténou na spodnim Sasi.

Technologie a soucasti
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2. Zvednéte viko s displejem LCD a nastavte jej do Uhlu vhodného pro pozorovani.
POZNAMKA: Notebooky jsou zkonstruovany tak, aby umoziovaly otoden vika s displejem LCD az 0 180 ©, ale pfi pouzivani zadnich
portl 1/0 nebo dokovaci stanice by nemély byt otevirdny do Uhlu vétsiho nez 140 ©.

Nenapadny rezim

Produkty Latitude se zvySenou odolnosti jsou vybaveny nendpadnym rezimem. Nendpadny rezim umozriuje stisknutim jediné kombinace
kldves vypnout displej, vSechny indikatory LED, interni reproduktory, ventilator i vSechny bezdratoveé vysilaCe.

®

POZNAMKA: Tento reZim je zamé&Fen na pouzit poditade v tajnych operacich. Pokud je aktivovan nenapadny reZim, pocitad zCistava
funkéni, ale nevyzaruje zadné svétlo ani nevydava zvuk.

Zapnuti/vypnuti nenapadného rezimu

1. Nenépadny rezim zapnete stisknutim kombinace klaves Fn+F7 (klavesu Fn neni tfeba pouZzit, je-li zapnuty zdmek klavesy Fn).

POZNAMKA: Nenapadny reZim je sekundarni funkce kldvesy F7. Tuto klavesu Ize pouZit k provadént jinych funkei poditade,
jestlize se nepouziva s klavesou Fn k aktivaci nenapadného rezimu.

2. VSechny zvuky a kontrolky jsou vypnuty.
8. Opétovnym stisknutim kombinace kldves Fn + F7 nenapadny reZim vypnete.
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Zakazani nenapadného rezimu v nastaveni systému (BIOS)

1. Vypnéte pocitac.

2. Pocita¢ zapnéte a pri zobrazeni loga Dell opakovanym klepnutim na klavesu F2 zobrazte nabidku System Setup (Nastaveni
systému).

3. Rozbalte a otevrete nabidku System Configuration (Konfigurace systému).
4. Vyberte moznost Stealth Mode Control (Nastaveni nenapadného rezimu).

®| POZNAMKA: Nenapadny rezim je ve vychozim nastaveni povoleny.

B. Chcete-li zakazat nendpadny rezim, zruSte zaskrtnuti moznosti Enable Stealth Mode (Povolit nenapadny rezim).
6. Kliknéte na moznost Apply changes (Pouzit zmény) a poté na moznost Exit (Zavfit).

Pouziti podsvicené klavesnice

Rada Latitude se zvySenou odolnosti je vybavena podsvicenou klavesnici, kterou Ize prizplsobit. K dispozici jsou nasleduijici barvy:
1. Bila

2. Cervena

3. Zelena

4. Modra

V systému Ize také nakonfigurovat dalSi dveé barvy pomoci nastaveni systému (BIOS).
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Zapnuti/vypnuti podsviceni klavesnice a Gprava jasu

Zapnuti/vypnuti podsviceni a Uprava nastaveni jasu podsvicent:

1. Zapnéte prepinac podsviceni klavesnice stisknutim klaves Fn+F10 (klavesu Fn neni tfeba pouzit, je-li aktivni zamek Fn lock).

2. Prvnim stisknutim této kombinace kléves zapnete podsviceni na nejnizsi drover.
3. Opakovanym pouzitim kombinace klaves prepinate nastaveni jasu mezi 25 %, 50 %, 75 % a 100 %.
4

Prepinanim nastaveni pomoci kombinace kldves mlizete jas upravit nebo podsviceni kldvesnice vypnout.

OFF 25% 50% 75% 100%
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Zmeéna barvy podsviceni klavesnice

Zména barvy podsviceni klavesnice:

1. K pfepinani mezi dostupnymi barvami podsviceni pouzijte klavesovou zkratku Fn+C.

2. Ve vychozim nastaveni je k dispozici bila, Cervena, zelena a modréa. K dostupnym barvam Ize v systému BIOS (nastaveni systému)

pridat dvé vlastni barvy.
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Prizplsobeni podsvicené klavesnice v systému BIOS

1. Vypnéte pocitac.

2. Pocita¢ zapnéte a pri zobrazeni loga Dell opakovanym stisknutim klavesy F2 zobrazte nabidku System Setup (Nastaveni systému).

3. V nabidce System Configuration (Konfigurace systému) vyberte moznost RGB Keyboard Backlight. (Podsviceni klavesnice
RGB).
Mdzete povolit ¢i zakazat standardni barvy (bila, Cervena, zelena a modré).

4. Chcete-li nastavit vlastni hodnotu RGB, pouzijte vstupni pole na pravé strané obrazovky.

B.

systému.

Funkce zamku funkcénich klaves Fn

Zmény ulozte kliknutim na moznost Apply changes (Pouzit zmény) a kliknutim na moznost Exit (Konec) ukoncite nastaveni

@ POZNAMKA: Klavesnice je vybavena funkci zamku funkdnich klaves Fn. Je-li aktivovana, sekundarni funkce horni fady klaves se

pfeméni ve vychozi nastaveni a nebudou vyzadovat pouziti klavesy Fn.
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Obrazek 1. Popisky klavesy Fn

1. Zamek klavesy Fn

2. Ovlivnéné klavesy Fn

3. Klavesa Fn

@ POZNAMKA: Zamek funk&nich klaves Fn mé vliv pouze na vyse uvedené kldvesy (F1aZ F12). Pokud je aktivni, nebudou sekundarnf
funkce vyzadovat stisknuti klavesy Fn.

Aktivace zamku funkcnich klaves (Fn)

1. Stisknéte kldvesy Fn+Esc.

@l POZNAMKA: Ostatni klavesy se sekundarnimi funkcemi pod horni Fadou nejsou ovlivnény a vyZaduiji pouziti klavesy Fn.

2. Opeétovnym stisknutim kladves Fn + Esc funkci zamku funkénich klaves deaktivujete.
Pro funkéni klavesy se obnovi vychozi akce.

Povoleni a zakazani funkce bezdratové sité (Wi-Fi)

1. Funkci bezdratové sité povolite stisknutim kldves Fn+ PrtScr.
2. Opé&tovnym stisknutim klaves Fn + PrtScr bezdratovou sit zakazete.
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Definice klavesové zkratky

Chovani pri stisknuti klavesy Fn: primarni chovani slouzi k ovladani médii, sekundarni chovani slouzi jako klavesy F1-F12.
e Klavesa Fn Lock pouze prepina mezi primarnim a sekundarnim chovanim klaves F1-F12.

e Klavesa F7 je vyhrazend pro nendpadny rezim a je ur€ena pouze pro vysoce odolné a poloodolné platformy. Vypina displej, vSechna
bezdratova rozhrani, vSechny vystrahy, kontrolky, zvuk, ventilator atd.
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Tabulka 1. Klavesové zkratky

Klavesové zkratky

Funkce

Popis

Fn+ ESC

Fn Lock (Zamek klavesy Fn)

Umozriuje uZivateli pfepinat mezi
zamcenymi a odeméenymi
klavesami Fn.

Fn+ F1

Ztlumeni zvuku

Docasné ztlumeni/zapnuti zvuku. Po
zapnuti zvuku je obnovena ptvodni
hlasitost pred ztlumenim.

Fn+F2

Snizeni hlasitosti zvuku

Slouzi ke snizovani hlasitosti zvuku az
na minimum (ztlumeny zvuk).

Fn+F3

ZvySeni hlasitosti zvuku

Slouzi ke zvySovani hlasitosti zvuku
az na maximum.

Fn + F4

Ztlumit mikrofon

Vypne integrovany mikrofon, aby

nemohl nahravat zvuk. Na funkéni

klavese F4 se nachazi kontrolka LED,

ktera uzivatele informuje o stavu této

funkce:

e /hasnuta kontrolka LED =
mikrofon mdze nahravat zvuk.

e Svitici kontrolka LED = mikrofon
je vypnuty a zvuk nahravat
nemUZe.

Fn +F5

Num Lock

Umozriuje uzivateli pfepinat mezi
zamcenou a odemcenou klavesou
NumlLock.

Fn+F6

Scroll Lock

Pouziva se jako klavesa Scroll Lock.

Fn+F7

Nenapadny rezim

Umoznuje uzivateli zapinat nebo
vypinat nenapadny rezim.

Fn+F8

Prepinani mezi displejem a projektorem

Pfepina obrazovy vystup mezi
displejem LCD, pripadné pfipojenymi
externimi obrazovymi zafizenimi nebo
dal8imi displeji.

Fn +F9

Hledat

Slouzi stejné jako klavesova zkratka
Windows + F k otevreni dialogového
okna vyhledavani ve Windows.

Fn+ F10

Podsviceni klavesnice

Zapind/vypina podsviceni kldvesnice
a nastavuije jeho intenzitu. Umozfuje
vypnout podsviceni nebo nastavit
tlumené ¢i jasné podsviceni.
Podrobnosti naleznete v Casti
Podsviceni klavesnice.

Fn+ F1

Snizeni jasu

Postupné snizuije jas displeje az
na minimum. Podrobnosti naleznete
v Casti Jas displeje.

Fn + F12

Zvyseni jasu

Postupné zvysuie jas displeje az
na maximum. Podrobnosti naleznete
v Casti Jas displeje.

Fn + PrintScreen

Zapnuti/vypnuti radia

Zapina a vypina vSechna bezdratova
zarizeni. Priklady: WLAN, WWAN
a Bluetooth.
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Tabulka 1. Klavesové zkratky (pokracovani)

Klavesové zkratky Funkce Popis

Fn + Insert Spanek Prepne pocita¢ do stavu ACPI S3
a neprobudi jej.

Tradi¢ni programovaci funkce, jako je Scroll Lock, jsou pridéleny znakovym klavesam bez potisku.

Fn + S = Scroll Lock
Fn + B = Pause

Fn + Ctrl+B = Break
Fn + R = Sys-Req

®| POZNAMKA: U nepodsvicenych klavesnic nema kldvesa F10 zadnou funkci a nema na sob& zadnou ikonu.
Napajeci adaptéry AC/DC

K této platformeé jsou nabizeny dva typy napajeciho adaptéru:

90W 3kolikovy
130W 3kolikovy

Pri odpojovani napajeciho adaptéru od pocitace uchopte konektor, nikoli kabel, a zatahnéte pevng, ale opatrnég, aby nedoSlo
k poskozeni kabelu.

e Napéjeci adaptér Ize pripojit k elektrickym zasuvkam kdekoli na svété. Napajeci konektory a prodluzovaci kabely se vSak mohou
v jednotlivych zemich liSit. Pouzitim nekompatibilniho kabelu nebo nespravnym pripojenim kabelu do zasuvky nebo prodluzovaciho
kabelu miZete posSkodit zafizeni nebo zplsobit pozar.

Kontrola stavu napgjeciho adaptéru v systemu BIOS

Restartujte/spustte pocitac.
Pri prvnim zobrazeni textu nebo loga Dell, podrzte klavesu <F2>, dokud se nezobrazi zprava Entering Setup (Spusténi nastaveni).
V Casti General (Obecné) > Battery Information (Informace o baterii) je uvedena moZznost AC Adapter (Napajeci adaptér).

Polozka status (stav) uvadi wattage (vykon) pripojeného napajeciho adaptéru. Zde budou zobrazeny jakékoliv zjisténé chyby
napajeciho adaptéru nebo stejnosmérného napajeciho konektoru.

Ao e

16 Technologie a soucasti



90 W
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130 W

| adapter w/
7.4mm barrel
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LED a kabel
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Tabulka 2. Funkce adaptéru

Funkce

1 Svym tvarem usnadriuje omotavani kabelem.

2 Kabelovy zdmek umoznuje zajistit smotany kabel.

3 90° koleno vyvéadi kabel z boku adaptéru, a omezuje tim jeho naméahani.

4 Kontrolka LED adaptéru je umisténa na opacnych stranach hlavy zastrcky. Kontrolka LED bude svitit bile.

Baterie

Notebook Dell Latitude Rugged pouZziva nasledujici varianty 3¢lankoveé baterie:

e 3Clankova, 51 Wh (s podporou funkce ExpressCharge)

e 3Clankovd, 51 Wh (s dlouhou Zivotnosti, v€etné 3leté omezené zaruky)

Baterie se nachazi na spodni strané pocitaCe a je vymeénitelna za provozu. Predchozi notebooky Dell je naopak nutné pred vyjmutim baterie
vypnout. Neni vSak tfeba snimat spodni kryt.

®| POZNAMKA: Baterie je na této platformé kategorizovana jako CRU (jednotka vyménitelng zakaznikem).

®| POZNAMKA: K plnému nabiti baterie jsou obvykle potteba priblizné 2 hodiny.

Specifikace baterie

Co je ExpressCharge?

U systému s funkci ExpressCharge je systémové baterie priblizné po hodiné nabijeni obvykle nabita vice nez z 80 % a priblizné po dvou
hodinach je pIné nabita (kdyz je systém vypnuty).

Chcete-li funkci ExpressCharge pouzivat, systém a baterie, kterou v ném chcete pouzit, musi funkci ExpressCharge podporovat. Pokud
néktery z téchto pozadavkl spinén nebude, funkce ExpressCharge nebude fungovat.

Co je BATTMAN?

BATTMAN je pocitaCove Fizeny spravce baterii, ktery je urCeny pro obvyklé nabijeci baterie. Disponuje nasledujicimi funkcemi:

Sleduje vlastni vybijeni.

MEF vnitfni odpor.

PFi zabéhu novych baterii automaticky provéadi vybijeci/nabijeci cykly.
Uchovavéa zaznam vsech provedenych operaci, ktery |ze importovat.
PFipojuje se pres paralelni port k libovolnému pocitaCi s Microsoft Windows.
Provozni software si miZete stahnout spole¢né se zdrojovym kddem.

Procesory

Tento notebook je dodavan s nasledujicimi procesory Intel i5 Skylake 6. generace nebo Kaby Lake 7. a 8. generace:
e Procesor Intel Core i3, 7130U Kaby Lake
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e Procesory Intel Core i5, 8350U Kaby Lake nebo 6300U Skylake
e Rada procesort Intel Core i7, 8650U Kaby Lake

@l POZNAMKA: Taktovaci frekvence a vykon se li&i v zavislosti na pracovnim zatizeni a dalsich proménnych.

Procesor Skylake

Procesor Intel Skylake je nastupcem procesoru Intel Broadwell. Jedna se o nové navrzenou mikroarchitekturu vyuzivajici stavajict
technologii vyrobniho procesu a procesory se budou oznaCovat jako Intel Core 6. generace. Podobné jako procesory Broadwell jsou
procesory Skylake k dispozici ve ¢tyfech variantach s pfiponami SKL-Y, SKL-H a SKL-U.

Skylake obsahuje také procesory Core i7, i5, i3, Pentium a Celeron.

Prehledné srovnani procesor( Skylake a Broadwell

Na nasledujicim obréazku je uvedeno prehledné srovnani procesort Skylake a Broadwell:

Skylake

Skylake-H

Skylake-Y Skylake-U
+ +

PCH-LP PCH-LP

Y (1-Chip) f| (1-Chip)

Snowfield Peak [.11ac 2x2+BT 4.1) WiFi
Douglas Peak WiGig
XMM7262 LTE
CG 1960 GNSS

Alpine Ridge DP and SP
Jacksonville GbE LAN
[ PCle Business & Consumer. Wolf Star
SATA Business & Consumer: Temple Star Refresh

P —
B GMERNR.

-——__-_-.-_---.--_

Obrazek 2. Prehledné srovnani procesort Skylake a Broadwell

Vlastnosti vykonu procesoru

V nésleduijici tabulce je uveden prehled vykonU procesor( s jednotlivymi koncovkami Skylake.

Tabulka 3. Vlastnosti vykonu

Funkce Popis vlastnosti SKL-Y SKL-U SKL-H
Obecné Jadra dvoujadrovy dvoujadrovy dvoujadrovy
vlastnosti

Pretaktovani procesoru / | Ne Ne Ano

paméti / grafické karty

Intel Extreme Tuning Ne Ne Ano

Utility

Technologie Intel Hyper- | Ano Ano Ano

Threading

Technologie Intel Smart | Ano Ano Ano

Cache s vyrovnavaci
paméti posledni trovné
(LLC) sdilenou mezi jadry
procesoru a grafické
karty

Technologie Intel Smart | Ano Ano Ano
Sound
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Tabulka 3. Vlastnosti vykonu (pokracovani)

Funkce Popis vlastnosti SKL-Y SKL-U SKL-H
Intel Turbo Boost Ano Ano Ano
Technology 2.0
Vyrovnavaci pamét Podporuje az 4M Podporuje az 4M Podporuje az 4M
posledni trovné (LLC)

Optimalizace napéti Ano Bude upfesnéno. Bude upresnéno.

Displej Podpora 3 nezavislych Ano Ano Ano
displejd
Displej HDMI 2.0 pri 60 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160
Hz
Displej DP/eDP pfi 60 Hz | 3 840 x 2 160 4096 x 2 304 4096 x 2 304
eDP 1.3, podpora MPO, | Ano Ano Ano
NV12

Ctecka Intel Built-In Visuals Ano Ano Ano

multimedialnich

karet

Vypocéty OpenCL 2.0 Ano Ne ano

Hardware 14nm proces Ano Ano Ano

platformy .

Grafické rady 16PCle Ne Ne Ano
(konfigurovatelné jako

1x16, 2x8 nebo 1x8+2x4)

Podpora PCle Gen3.0 Ne Ne Ano
Prepinatelna grafické Ne Ano Ano
karta (FeSeni bez mux)

Pamét Typ paméti DDRA4 DDRA DDRA4
Konektor / pripojeni Pripojeni paméti SODIMM SODIMM
paméti
Rychlost 2133 MT/s s DDR4 2133 MT/s s DDR4 2133 MT/s s DDR4
Maximalni kapacita 32 GB 32 GB 32 GB

Podpora Windows 11 (64 bit() Ano Ano Ano

operacniho - —

systému Windows 10 (64 bitd) Ano Ano Ano
Windows 7 (64 bitli / 32 | Ano Ano Ano
bitd)

Windows 8,1 (64 bit() Ano Ano Ano
Linux (jadro a prislusné Ano Ano Ano
moduly)

Chrome Ano Ano Ne
Android Ne Ne Ne
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Obecné srovnani s procesory Broadwell

Broadwell Platform Features

Skylake Platform Features

Improved CPU & Graphics p fup ) € power
reduction (upto 0% lower SOC power) and longer battery life’

H:47W2, U 28W2, U2 15W2 Y 4.5W2 TOP
Configurable TDF®, Low Power Mode®

Gens, DX11.1, Open CL 1.2/2.0%, Open GL 4., PCle3.0

Faster AVC and MPEG-2 with full HW encode; VPB Encode (GPU), VP8 Decods,
VP9 Decode [GPU). HEVC Decode;
Intel® Quick Sync Video; 3 simultanecus Displays,

Intel® Smart Sound Technology®

2D Camera Imaging Discrete ISP in camera module

RealSense 3D Cameras Intel® RealSense F200 (UF Camera)

U= USB 3,07, Thunderbolt™ Technalogy®

Discrete Touch, Diserete Sensor Hub controllers on platform
High Bandwidth B02.11 ac, WiGig®
Catd LTE, Intel® Wireless Display 5.0°, GNSS, NFC
McAfee YAP, Boot Guard, intel® PTT 2.0%, intel® IPT?, intel® BIOS Guard v2.0%,
Anti-malware Boost [Beacon Pass 2.0

intel® vPro™ Technology w/ AMT 10.0, Intel* Small Business Advantage 3.0,
Intel * vPro™ wj Windows® 8.1 InstantGo® , intel® Pro WiDi 5.1

Touch and Sensing

Obrazek 3. Srovnani s procesorem Broadwell

P PU & Graphics p {upto 50%) with sig:
reduction (upto 60% lower SOC power) and longer battery life’

H:45W2 and 35W, U: 28W2, U 15W2, Y- 4.5WE TOP
Configurable TDP?, Low Power Made®

Gend LP, DX11.3, DX12, Open CL 1.2/2.0"% Open GL 4.3/4.4, PCle3.0

VP8 Encode, VPB Decode, VPO Decode (GPU), VP9 Encode (GPU), HEVE Bb
Decede; HEVC Bb Encode, VDENC, SFC
Intel® Quick Sync Video; 3 simultaneous Displays

Enhanced Intel® Semart Sound Technology: GMM HW aceelerated Spesch,
Enhanced Audic Pre and Post Processing. Enhanced intel® Wake on Vioice

Integrated ISPAY, suppoarting upto 16MP, 4K@30fps, 1080p@60fps
Intel® RealSense R200 (WF camera)®, Intel® RealSense F200 [UF Camera)

PCle Gen3.0 [U and Y), eMMC5.0 %, SDXC3.0, USB OTG'?, C512 MIP1, USE 3.00
, Thunderbelt™ Technology®

Touch® ing.. Intel* Solution
High Bandwidth 802.11 ac, WiGig¥, Cath LTE, intel* Wireless Display 6.0°
Wireless Charging, GNSS, NFC
McAfee YAP w/ Intel® SGX, IPT with MFA
Boot Guard, Intel® PTT 3.0% intel® IPT?, Intel® BIOS Guard v2.01

Intel® vPro™ Technology wf AMT 11.0, Small Business Advantage SBA Next
Intel® Pro WIDi 6.0, Secure LBS

Kaby Lake — 7. a 8. generace procesort Intel Core

da procesort Intel Core 7. a. 8. generace (Kaby Lake) je ndstupci fady Sky Lake R. Mezi jeji hlavni vlastnosti patfi:

technologii Intel Turbo Boost,
technologii Intel Hyper-Threading,

Ra
e 14nm technologii vyrobniho procesu spolecnosti Intel,
[ ]
[ ]
e integrované vizualni funkce Intel,

o grafiku Intel — vyjime&na videa, moznost Upravy nejmensich detaill videa,
o funkci Intel Quick Sync Video — vynikajici moznosti videokonference, rychlé Upravy a tvorbu videa,
o funkci Intel Clear Video HD — vylepSeni kvality zobrazeni a barevné vérnosti pro prehravani videa ve vysokém rozliSeni a ohromujici

prohlizeni webu,
integrovany pamétovy fadic,
Intel Smart Cache,

technologii Intel Rapid Storage.

Tabulka 4. Technické udaje procesorti Kaby Lake

volitelnou technologii Intel vPro (na modelech i5/i7) s technologii Active Management Technology 11.6,

Cislo procesoru | Zakladni Mezipamét Ne. Port napajeciho | Typ paméti Graficka karta
taktovaci jader / pocet adaptéru
frekvence vlaken
Intel Dual Core 2,7 GHz 3 MB 2/4 1BW DDRA4-2400 Grafika Intel HD
i3-7130U 620
Intel Quad Core | 1,7 GHz 6 MB 4/8 1BW DDRA4-2400 Grafika Intel UHD
i5-8350U 620
Intel Quad-Core | 1,9 GHz 8 MB 4/8 1BW DDR4-2400 Grafika Intel UHD
i7-8650U 620

Funkce pameéti

Tento notebook podporuje 4-32 GB paméti DDR4 SDRAM s frekvenci az 2 400 MHz u procesorl Kaby Lake a 2 133 MHz u procesor(

Skylake.

DDRA

Pamét DDR4 (dvojita rychlost prenosu dat Etvrté generace) je rychlejSi nastupce paméti s technologii DDR2 a DDR3, ktery umoZzriuje
vyuZit kapacitu az 512 GB na jeden modul DIMM, na rozdil od maxima 128 GB na jeden modul DIMM paméti DDR3. Z&dmek synchronni
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dynamické paméti s ndhodnym pfistupem DDRA je jinde nez SDRAM nebo DDR, aby se uZivateli zabranilo nainstalovat do systému
nespravny typ paméti.

Pamét DDR4 potrebuje o 20 % nizsi napéti, pouze 1,2 V, ve srovnani s paméti DDR3, ktera k provozu vyzaduje elektrické napéti 1,5 V.
Pamét DDR4 podporuje také novy velmi Usporny rezim Deep power-down, ktery umoZriuje hostujicimu zafizeni prejit do pohotovostniho
rezimu bez nutnosti obnovit pamét. Od reZimu Deep power-down se o&ekava, Ze snizi spotfebu energie v pohotovostnim rezimu o 40 aZz
50 %.

Podrobnosti pameti DDR4

Mezi pamé&tovymi moduly DDR3 a DDR4 jsou nésledujici drobné rozdily:
Jinde umistény zamek

Z&mek je na modulu DDR4 umistén jinde neZ na modulu DDR3. Oba zadmky jsou na okraji, kterym se modul vkldda do slotu, poloha na
modulu DDRA je vSak jinde, aby se zabranilo instalaci modulu do nekompatibilni desky nebo platformy.

Obrazek 4. Rozdilny zamek

VEtsi tloustka

Tloustka modultl DDRA4 je trochu vétsi neZ v pripadé modulll DDR3, aby bylo moZno vyuZit vice signélovych vrstev.

DDR4

Obrazek 5. Rozdilna tloustka

ZakFiveny okraj

Moduly DDR4 maiji zakFiveny okraj, ktery usnadnuje vklddani a zmirmiuje zatéz na desku s tisténymi spoji béhem instalace paméti.

Obrazek 6. ZakFiveny okraj

Chyby paméti

Chyby paméti systému jsou zobrazovany pomoci nového kodu selhani: 2 Zluté, 3 bilé. Pokud selze veskera pamét, displej LCD se nezapne.
Problémy selhani paméti mlzete odstranit, zkusite-li funk&ni pamétové moduly v pamétovych konektorech umisténych ve spodni ¢asti
systému nebo pod klavesnici (napriklad v nékterych pfenosnych systémech).
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Varianty grafickych karet

Specifikace grafickeé karty

Tabulka 5. Specifikace grafické karty

Radié Typ Zavislost Typ grafickeé Kapacita Podpora externiho | Maximalni
procesoru paméti displeje rozliSeni
Graficka karta UMA Intel Core Integrovany Sdilena HDMI 2.0 4096 x 2304 @
Intel HD 620 i3-7130U systémova 60 Hz
pamét
Grafika Intel UMA Intel Core Integrovany Sdilena HDMI 2.0 4096 x 2304 @
UHD 620 i5-8350U systémova 60 Hz
pamét
Graficka karta [ UMA Intel Core Integrovany Sdilena HDMI 2.0 4096 x 2 304 @
Intel HD 520 15-6300U systémova 60 Hz
pamét
AMD Radeon Samostatna Intel Core Samostatna Vyhrazend, 2 GB | HDMI 2.0 4096 x 2304 @
540 i5-8350U DDR5 o 60 Hz
Dalsi videoporty
Intel Core prostrednictvim
i7-8650U zadniho
konfigurovatelného
prostoru 10
o VGA
e Konektor
DisplayPort
Graficka karta Samostatna Intel Core Samostatna Vyhrazend, 4 GB | HDMI 2.0 4096 x 2304 @
AMD Radeon i5-8350U DDR5 o 60 Hz
RX540 Dalsi videoporty
Intel Core prostrednictvim
i7-8650U zadniho
konfigurovatelného
prostoru 10
o VGA
e Konektor
DisplayPort

@ POZNAMKA: Dalsi videoporty prostfednictvim zadniho konfigurovatelného prostoru O jsou k dispozici pouze u Fedenf se

samostatnou grafickou kartou.

Integrovana grafika Intel HD Graphics

Grafika Intel HD 620

Tento systém je mozné vybavit jednou z nasleduijicich volitelnych grafik UMA nebo v kombinaci s nékterou z volitelnych samostatnych

grafickych karet AMD.

Tabulka 6. Specifikace grafické karty Intel HD Graphics 620

Integrovana graficka karta

Intel HD Graphics 620

Typ sbérnice

Interni PCle

Rozhrani paméti

Nenfi k dispozici (jednotna architektura paméti)
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Tabulka 6. Specifikace grafické karty Intel HD Graphics 620 (pokracovani)

Integrovana graficka karta

Intel HD Graphics 620

Graficka Uroven

GT2

Odhadovana maximalni spotfeba energie (TDP)

15 W (soucést vykonu procesoru)

Podpora displeje

Na systému:
HDMI 2.0
USB Type-C

Maximalni vertikalni obnovovaci frekvence

Az 85 Hz, v zavislosti na rozliseni

Podpora rozhrani API pro grafiku/video operacnimi systémy

Podpora pro DirectX 12, OpenCL 2.0, OpenGL 4.3/4.4, OpenGL ES

Podporovana rozliseni a maximalni obnovovaci frekvence (Hz)
(Poznédmka: analogové, pripadné digitalng)

Systémové porty: max. digitalni pripojeni: (HDMI) 2 560 x 1600,
4 096 x 2 304 pfi 24 Hz

V doku:

e Max. digitalni pfipojeni: (DisplayPort 1.2) 3 840 x 2 160 pri
60 Hz
Max. digitalni pripojeni: (SL-DVI) 1920 x 1080 pfi 60 Hz
Analogové: systém (VGA) (14 palct / 15 palcd) 2 048 x 1152
pri 60 Hz

Pro 3 displeje: az max. rozlieni pro kazdy z vyse uvedenych

Pocet podporovanych displejd

e Systémové porty — max. 3 displeje s LCD plus max. 2 displeje
na kazdy vystup (HDMI, USB Type-C)
e \/ doku: max. 3 displeje (kombinace LCD, VGA, DP, HDMI)

Intel UHD Graphics 620

Tabulka 7. Specifikace grafické karty Intel UHD Graphics 620 (8. generace procesori Intel Core)

Integrovana graficka karta

Graficka karta Intel UHD Graphics 620 (8. generace
procesort Intel Core)

Typ sbérnice

Interni PCle

Rozhrani paméti

Nenfi k dispozici (jednotna architektura paméti)

Graficka Uroven

GT2

Odhadovana maximalni spotfeba energie (TDP)

15 W (soucést vykonu procesoru)

Podpora displeje

Na systému:
HDMI 2.0
USB Type-C

Maximalni vertikalni obnovovaci frekvence

Az 85 Hz, v zavislosti na rozlieni

Podpora rozhrani API pro grafiku/video operacnimi systémy

DirectX 11 (Windows 7/8.1), DirectX 12 (Windows 10, Windows 11),
OpenGL 4.3

Podporovana rozliseni a maximalni obnovovaci frekvence (Hz)
(Poznamka: analogoveé, pripadné digitalne)

Systémové porty:

e Max. digitalni pfipojeni: (HDMI) 4 096 x 2 304 pfi 24 Hz

e Analogové: systém (VGA) (14 palct / 15 palc) nebo v doku
2 048 x 1152 pri 60 Hz

V doku:

e Max. digitalni pfipojeni: (DisplayPort 1.2) 3 860 x 2 160 pfi
60 Hz

e Max. digitalni pfipojeni: (SL-DVI) 1920 x 1 080 pri 60 Hz
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Tabulka 7. Specifikace grafické karty Intel UHD Graphics 620 (8. generace procesort Intel Core) (pokracovani)

Integrovana graficka karta

Graficka karta Intel UHD Graphics 620 (8. generace
procesort Intel Core)

e Analogové: systém (VGA) (14 palcl / 15 palc) 2 048 x 1152
pri 60 Hz

Pro 3 displeje:

e (nativni nebo v doku) maximainé az 1920 x 1 200 na kazdy
displej

Pocet podporovanych displejd

e Systémoveé porty — max. 3 displeje s LCD plus max. 1displej na
kazdy vystup (HDMI, VGA) (14 palct / 15 palcl)
e \/ doku — max. 3 displeje (kombinace LCD, VGA, DP, HDMI)

Intel HD Graphics 520

Tabulka 8. Specifikace grafické karty Intel HD Graphics 520

Integrovana graficka karta

Graficka karta Intel UHD Graphics 620 (8. generace
procesort Intel Core)

Typ sbérnice

Interni PCle

Rozhrani paméti

Nenfi k dispozici (jednotna architektura paméti)

Graficka Uroven

GT2

Odhadovana maximalni spotfeba energie (TDP)

15 W (soucést vykonu procesoru)

Podpora displeje

Na systému:
HDMI 2.0
USB Type-C

Maximalni vertikalni obnovovaci frekvence

Az 85 Hz, v zavislosti na rozliseni

Podpora rozhrani API pro grafiku/video operacnimi systémy

DirectX 11 (Windows 7/8.1), DirectX 12 (Windows 10, Windows 11),
OpenGL 4.3

Podporovana rozlieni a maximalni obnovovaci frekvence (Hz)
(Poznédmka: analogové, pripadné digitalné)

Systémové porty:

e Max. digitaini pfipojeni: (HDMI) 4 096 x 2 304 pfi 24 Hz

e Analogové: systém (VGA) (14 palcl / 15 palc) nebo v doku
2 048 x 1152 pri 60 Hz

V doku:

e Max. digitaini pfipojeni: (DisplayPort 1.2) 3 860 x 2 160 pfi
60 Hz
Max. digitalni pripojeni: (SL-DVI) 1920 x 1080 pfi 60 Hz
Analogové: systém (VGA) (14 palct / 15 palcd) 2 048 x 1152
pri 60 Hz

Pro 3 displeje:

e (nativni nebo v doku) maximainé az 1 920 x 1200 na kazdy
displej

Pocet podporovanych displejd

e Systémové porty — max. 3 displeje s LCD plus max. 1displej na
kazdy vystup (HDMI, VGA) (14 palcti / 15 palcl)
e \/ doku — max. 3 displeje (kombinace LCD, VGA, DP, HDMI)
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Intel HD Graphics 520

Grafické jadro Intel HD 520 (GT2) je integrovana grafické jednotka, ktera se naléza v rdznych procesorech ULV (s velmi nizkym napé&tim)
generace Skylake. Zde pouzita verze grafického &ipu Skylake, GT2, poskytuje 24 vypocetnich jednotek (EU) s frekvenci az 1 050 MHz

(v z4vislosti na modelu procesoru). Kvili nepfitomnosti specialni grafické paméti a vyrovnavaci paméti eDRAM mé karta HD 520 pristup
k hlavni paméti (2x 64bitova DDR3L-1600/DDR4-2133).

Performance (Vykon)

Konkrétni vykon grafického jadra HD Graphics 520 zavisi na rliznych faktorech, jako je velikost vyrovnavaci paméti L3, konfigurace paméti
(DDR3/DDR4) a maximalni taktovaci rychlost konkrétniho modelu. Nejrychlejsi verze procesoru Core i7-6600U mé podobny vykon jako
samostatn karta GeForce 820M a podporuje hrani modernich her (rok 2015) pfi nizkych nastavenich obrazové kvality.

Funkce

Revidovany video engine nyni dekdduje standard H.265/HEVC zcela hardwarove a efektivnéji nez dfive. Displeje Ize pripojit pomoci
rozhrani DP 1.2/eDP 1.3 (max. 3 840 x 2 160 pfi 60 Hz) a rozhrani HDMI je omezené na starsi verzi 1.4a (max. 3 840 x 2 160 pri 30 Hz).
Rozhrani HDMI 2.0 v3ak Ize pridat pomoci konvertoru rozhrani DisplayPort. Ovladat Ize sougasné az tfi displeje.

Prikon

Graficka karta HD Graphics 520 se nachazi v mobilnich procesorech s 15 W TDP, a hodi se proto do kompaktnich notebookl a Ultrabook.

Klicove specifikace

V nasleduijici tabulce jsou uvedeny klicové specifikace grafické karty Intel HD Graphics 520:

Tabulka 9. Klicové specifikace

Specifikace Intel HD Graphics 520
Kédovy nazev Skylake GT2
Architektura Intel Gen 6 (Skylake)
Zfetézené zpracovani 24 — unifikované
Rychlost jadra 300-1 050 (Boost) MHz
Typ paméti DDR3/DDRA4

Sitka sbé&rnice paméti 64/128 bitd

Sdilena pamét Ano

Technology (Technologie Intel(R) SpeedStep) 14 nm

Funkce QuickSync

28 Technologie a soucasti



Tabulka 9. Klicové specifikace (pokracovani)

Specifikace Intel HD Graphics 520
DirectX DirectX 12 (FL12_1)
Max. Podporované displeje AZ 3

DP 1.2/eDP 1.3 — max. rozliseni 3840 x 2 160 pri 60 Hz
HDMI — max. rozliSeni 3840 x 2 160 pfi 30 Hz

Grafika Intel HD/UHD 620

Grafické jadro Intel HD 620 (GT2) je integrovana graficka jednotka, ktera se naléza v rliznych procesorech ULV (s velmi nizkym napétim)
generace Skylake. Zde pouzita verze grafického Cipu Skylake, GT2, poskytuje 24 vypocetnich jednotek (EU) s frekvenci az 1050 MHz

(v zavislosti na modelu procesoru). Kvdli nepfitomnosti speciélni grafické paméti a vyrovnavaci paméti eDRAM mé karta HD 520 pristup
k hlavni paméti (2x 64bitova DDR3L-1600/DDR4-2133).

Performance (Vykon)

Konkrétni vykon grafického jadra HD/UHD 620 zavisi na réiznych faktorech, jako je velikost vyrovnavaci paméti L3, konfigurace paméti
(DDR3/DDR4) a maximalni frekvence konkrétniho modelu.

Funkce

Revidovany video engine nyni dekéduje standard H.265/HEVC zcela hardwarove, a efektivnégji nez drive. Displeje Ize pfipojit pomoci
rozhrani DP 1.2/eDP 1.3 (max. 3 840 x 2 160 pfi 60 Hz) a rozhrani HDMI je omezené na starsi verzi 1.4a (max. 3 840 x 2 160 pri 30 Hz).
Rozhrani HDMI 2.0 v3ak Ize pridat pomoci konvertoru rozhrani DisplayPort. Ovladat Ize soucasné az tfi displeje.

Spotreba energie

Grafické jadro HD Graphics 620 se nachéazi v mobilnich procesorech s 15 W TDP, a hodi se proto do kompaktnich notebookt a Ultrabook.

Klicové parametry

V nasleduiici tabulce jsou uvedeny kliové parametry grafického jadra Intel HD Graphics 620:

Tabulka 10. KliCové parametry

Specifikace Grafika Intel HD/UHD 620
Koédovy nazev Skylake GT2

Architektura Intel Gen 6 (Skylake)
Zfetézené zpracovani 24 — unifikované
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Tabulka 10. Kli€ové parametry (pokracovani)

Specifikace Grafika Intel HD/UHD 620
Rychlost jadra 300-1050 (Boost) MHz

Typ paméti DDR3/DDR4

Sitka sbérnice paméti 64/128 bitd

Sdilena pamét Ano

Technologie 14 nm

Funkce QuickSync

DirectX DirectX 12 (FL 12_1)

Max. Maximalni pocet podporovanych displejl AZ 3

DP 1.2/eDP 1.3 max. rozliseni

3840 x 2 160 pfi 60 Hz

HDMI max. rozliseni

3840 x 2 160 pii 30 Hz

Graficka karta AMD Radeon 540

Tabulka 11. Specifikace grafické karty Radeon 540

Graficky radi¢

Graficka karta AMD Radeon 540

Grafickd pamét 2 GB GDDR5
Typ sbérnice PCle x16 Gen3
Rozhrani paméti 64 bitl
Taktovaci frekvence AZ 1124 MHz

Odhadovang maximalni spotfeba (TDP)

50W TGP (GPU + vyrovnavaci pamét snimka)

Podpora zobrazeni

HDMI/mDP/eDP/USB-C

Maximalni barevna hloubka

Maximalni barevné hloubka 4:4:4: 12 (bity na pixel)

Maximalni vertikalni obnovovaci frekvence

Az 85 Hz, v zavislosti na rozliseni

Podpora rozhrani API pro grafiku/video operacnimi systémy

DirectX 12, OpenGL 4.5

Podporované rozliseni a maximalni obnovovaci frekvence (Hz)
(Poznamka: analogové a/nebo digitaini)

e Jeden port DisplayPort 1.4 — 5 120 x 2 880 pfi 60 Hz
e Dva porty DisplayPort 1.4 — 5 120 x 2 880 pri 60 Hz

Pocet podporovanych displejd

AZ pét displej s rozlisenim 4 096 x 2 160 pfi 60 Hz

Graficka karta AMD Radeon RX 540

Tabulka 12. Specifikace grafické karty Radeon RX 540

Graficky radi¢ Graficka karta AMD Radeon RX 540
Graficka pamét 4 GB GDDRb5

Typ sbérnice PCle x16 Gen3

Rozhrani paméti 128 bitl
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Tabulka 12. Specifikace grafické karty Radeon RX 540 (pokracovani)

Graficky radi¢ Graficka karta AMD Radeon RX 540
Taktovaci frekvence AZ 1219 MHz

Odhadovany maximalni prikon 50W TGP (GPU + vyrovnavaci pamét snimka)
Podpora zobrazeni eDP/DVI/DisplayPort/HDMI

Maximalni barevna hloubka Maximalni barevné hloubka 4:4:4: 12 (bity na pixel)
Maximalni vertikalni obnovovaci frekvence Az 395 Hz pii 1920 x 1080

AZ 118 Hz pfi 3 840 x 2 160

Podpora rozhrani API pro grafiku/video operacnimi systémy DirectX 12, OpenGL 4.5

Podporované rozlieni a maximélni obnovovaci frekvence (Hz) o Max. digitaIni pfipojeni: Jeden port DisplayPort 1.4 — 5 120
x 2 880 pii 60 Hz (mDP/USB Type-C do DP)

e Max. digitaini pfipojeni: Dva porty DisplayPort 1.4 — 5 120
x 2 880 pfi 60 Hz (mDP/USB Type-C do DP)

Pocet podporovanych displejd AZ pét displejl s rozlisenim 4 096 x 2 160 pri 60 Hz

Corning Gorilla Glass

Corning Gorilla Glass 5: Nejnovéjsi verze tohoto skla disponuje novym sloZenim, které zvySuje odolnost proti rozbiti. Podle prizkumu
spole¢nosti Corning si totiz na odolnost proti rozbiti stéZovalo nejvic zakaznik. Nové sklo je stejné tenké a lehké jako jeho predchozi verze,
ale jeho slozeni bylo upraveno tak, aby bylo vyrazné odolngjsi proti poSkozeni pri bézném pouzivani. Sklo Corning Gorilla Glass 5 bylo pfi
testech vystavovano kontaktu s ostrymi pfedméty a rdznymi povrchy, jako je tfeba asfalt.

Vyhody

Vy§8i udrZzené pevnost po pouzivani

Vysoka odolnost proti poskrabani a poskozeni ostrymi pfedméty
VyS$si odolnost pfi ndrazech

Spitkova kvalita povrchu

Vyuziti

e |dealni ochrana elektronickych displejl uréena pro:
o chytré telefony
o obrazovky notebookl a tablet(
o nositelna zafizeni
Zarizeni s dotykovou obrazovkou
Optické komponenty
Vysoce namahané sklenéné zbozi

Rozmeéry

Tloustka: 0,7 mm
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Viskozita

Tabulka 13. Viskozita

Parameters (Parametry) Vektory

Bod méknuti (1076 poise) 884 °C

Bod chlazeni (10%2 poise) 623 °C

Dolni chladici teplota (10¥7 poise) 571°C
Vlastnosti

Tabulka 14. Vlastnosti

Hustota 2,43 g/cm
Modul pruznosti v tahu 76,7 GPa
Soucinitel pricného stlaceni 0,21
Modul pruznosti ve smyku 31,7 GPa

Tvrdost podle Vickerse (zatéz 200 g)

e Nezesilené 489 kgf/mm?

e Zesilené 596 kgf/mm?
596 kgf/mm?

HouZevnatost pii lomu 0,69 MPa m9°

Soucinitel roztaznosti (0 °C — 300 °C) 788x107/°C

Chemické zesileni

Schopnost > 850 MPa CS, pfi hloubce vrstvy (DOL) 50 pm

Specifikace se mohou ménit

Optické

Tabulka 15. Optické

Index lomu (590 nm)

Jadro skla** 1,50
Kompresni vrstva 1,51
Fotoelastické konstanta 30,3 nm/cm/MPa

**K meéFenim zaloZzenym na FSM se pouzivéa index jadra, protoze neni ovliviiovan vyménou iontd.

Chemicka odolnost

Odolnost je méfena ztratou hmotnosti na povrchovou oblast po ponofeni do nize uvedenych rozpoustédel. Hodnoty do vyznamné miry
zavisi na skutecnych testovacich podminkach. NahldSené Udaje plati pro sklo Corning Gorilla Glass 5.
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Tabulka 16. Chemicka odolnost

Reagencie Cas Teplota (°C) Ztrata hmotnosti (mg/cm2)
HCl - 5% 24°h 95 59

NH4F:HF — 10 % 20 min 20 1,0

HF - 10 % 20 min 20 25,2

NaOH - 5 % 6h 95 2,7

Elektrina

Tabulka 17. Elektfina

Frekvence (MHz) Dielektricka konstanta Tangenta ztratového ahlu
54 7,08 0,009
163 7,01 0,010
272 7,01 0,01
272 7,00 0,010
490 7,99 0,010
599 7,97 0,01
912 7,01 0,012
1499 6,99 0,012
1977 6,97 0,014
2 466 6,96 0,014
2986 6,96 0,014

Zakoncena koaxialni linka podobna té, ktera je popsana v technickych poznamkéach NIST 1520 a 1355-R

Otestovani skla Corning Gorilla Glass 5

e VétSi odolnost proti poskozeni (az 1,8x) s vysokou abrazi

e Rychlgjsi chemické zesileni s vysokym namahanim tlakem a vétsi hloubkou komprese
o melci kontrolni hloubka s vySSimi Urovnémi abraze

e UmoZnuje redukci tloustky

Pouzivani pera

Pocitac pouziva nékolik vstupnich zarizeni. K dispozici méate standardni externi klavesnici a my$§ USB, pripadné mdlzete jako vstupni zarizeni
pouzivat elektrostatické pero / stylus nebo pouzivat ovladani prstem.

Jak pouzivat pero jako mys

Pero je moZné u notebooku pouzivat stejné jako mys nebo dotykovou podlozku. Kdyz umistite pero pobliZ displeje, na obrazovce se zobrazi
maly ukazatel. Kdyz budete perem pohybovat, bude se pohybovat i ukazatel. Nasledujici tabulka popisuje, jak pero pouzivat.

Tabulka 18. Funkce pera

Akce Funkce

Lehké klepnuti hrotem pera na obrazovku Funguije stejné jako jedno Kkliknuti mysi.
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Tabulka 18. Funkce pera (pokracovani)

Akce Funkce

Lehké dvoji klepnuti hrotem pera za sebou na obrazovku. Funguje stejné jako dvoji kliknuti mysi.

Prilozte pero k obrazovce a drzte je na misté, dokud Windows Funguje stejné jako Kliknuti pravym tlacitkem mysi.
kolem ukazatele nevykresli Uplny kruh.

Jak pouzivat pero jako pero

Software na rozpoznavani ruéné psaného textu usnadnuje zadavani textu do aplikaci pomoci pera. Nékteré aplikace jako Windows Denik
umoznuji psani perem pfimo do vyhrazeného okna.

Vstupni panel pocCitace Tablet PC

Pokud néjaké aplikace pfimé zadavani perem nepodporuje, miZete do ni text zadat pomoci Vstupniho panelu pocitace Tablet PC.
Po klepnuti do upravitelné oblasti se zobrazi ikona Vstupni panel pocitace Tablet PC. Po klepnuti na tuto ikonu se Vstupni panel vysune
z okraje displeje.

-

.¢

Kartu Vstupni panel Ize podél okraje obrazovky posouvat nahoru nebo dold. Kdyz poté
na Vstupni panel klepnete, zobrazi se na stejném misté na obrazovce jako karta.

@I%J Tools -

Rychlé pohyby perem

Pomoci rychlych pohybl perem Ize provadét akce, které normainé vyZaduii kldvesnici — napriklad stisknuti klavesy <Page Up> nebo pouziti
klaves se Sipkami. Rychlé pohyby perem jsou rychlad smérova gesta. Staci udélat kratkou ¢aru jednim z osmi smérQ. Kdyz je rychly pohyb
perem rozpoznan, pocita¢ Tablet PC provede prislusnou pridélenou akci.
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Delete oy Copy

3 €

Back Forward
Undo i Paste
+*
Crag Down

Vychozi nastaveni rychlych pohybl perem Ize zménit:

1. Kliknéte na nabidku Start > Ovladaci panely > Pero a dotykové ovladani a poté kliknéte na kartu Rychlé pohyby perem.
2. Zmérite nastaveni a kliknéte na tlacitko OK.

,J" Pen and Touch

Pen Options | Flicks |Handwriting | Touch IPanning|

[¥]1ze flicks to perform common actions quickly and easily!

i@ MNavigational flicks %

= Mavigational flicks and
" editing flicks

Customize...

Sensitivity

You can adjust how easily your flicks are recognized, A more
relaxed setting may lead to accdental flicks.

Relaxed Precse

Pen: ; D

Touch: i G

Display flicks icon in the notification area
Practice using flicks

i oK ] [ Cancel Apply
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Ctecky pamétovych karet

@ POZNAMKA: Ctetka pamétovych karet byvéa u prenosnych systémU integrovanou soucasti zakladni desky. Jestlize dojde selhani
hardwaru nebo ¢tecka nefunguje spravneg, vymerite zakladni desku.

Ctedka pamé&tovych karet zvy3uje pouZitelnost a funkdnost prenosnych systémul, zviasté v kombinaci s daldimi zafizenimi, jako jsou digitalni
kamery, prenosné MP3 prehravacCe a dalSi mobilni zafizeni. VSechna tato zafizeni vyuzivaji néjaky typ pamétové karty k ukladani dat.
Ctecka pamétovych karet umozriuje snadny prenos dat mezi témito zafizenimi.

franscend &

-

V soucasnosti je k dispozici nékolik typl pamétovych karet. Nize je uveden seznam rliznych typl karet kompatibilnich s pouZitou ¢teckou
pamétovych karet.

Cte&ka pamétovych karet SD

karta Memory Stick

Secure Digital (SD)

Secure Digital High Capacity (SDHC)

Karta Secure Digital eXtended Capacity (SDXC)

UEFI BIOS

UEFI je zkratka slovniho spojeni Unified Extensible Firmware Interface (jednotné rozsifitelné firmwarové rozhrani). Ve specifikaci UEFI je
definovan novy model rozhrani mezi operacnimi systémy osobniho pocitace a firmwarem platformy. Rozhrani sestava z datovych tabulek,
které obsahuji Udaje tykajici se platformy, a navic volani spousténi a sluzeb za béhu, které ma operacni systém a jeho zavadéci program

k dispozici. Spole¢né poskytuiji standardni rozhrani pro spousténi operacniho systému a aplikaci pred spousténim. Jednim z rozdilli mezi
systémem BIOS a UEFI je zplsob kédovani aplikaci. Pri kddovani funkci nebo aplikaci pro BIOS se pouzival assembler. K programovani
systému UEFI se namisto toho pouziva kod jazyka vySSi arovné.

E N

Implementace systému UEFI BIOS spole¢nosti Dell spoji dvé rlizné sady systémt BIOS v mobilnich a stolnich produktech do jednoho
systému UEFI BIOS.

Dilezité informace

Mezi béznym systémem BIOS a systémem UEFI BIOS neni zadny rozdil, pokud neni zaskrtnuta moznost UEFI v nastaveni ,,Boot List
Option* (Moznost seznamu spousténi) na strance BIOS. Diky tomu mlzZe uZivatel vytvaret seznam mozZnosti spousténi UEFI ruéné bez
ovlivnéni stavajiciho seznamu priority spousténi. Zmény souvisejici s implementaci systému UEF| BIOS se tykaiji vice vyrobnich nastrojd
a funkci a maji minimalni vliv na pouziti uzivatele.

Co je dobré si pamatovat:

e POUZE pokud mé uzivatel spoustéci médium UEFI (jako optické médium nebo prostrednictvim Ulozisté USB), zobrazi se v jednorazové
spoustéci nabidce dalsi oddil obsahujici moznosti spousténi UEFI. Pokud neni pfipojené spoustéci médium UEFI, tato moznost se
nezobrazi. Témer nikomu se tato moznost nezobrazi, pokud neni moznost spousténi UEFI zadana ruéné v nastaveni ,,Boot Sequence”
(Poradi spoustént).

e Jak zménit vyrobni ¢islo / Cislo vlastnika?
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Kdyz servisni technik vymeéniuje zakladni desku, musi po spusténi systému jednorazove nastavit vyrobni ¢islo. Pokud vyrobni &islo
nenastavi, mize to mit za nasledek, Ze se baterie nebude moci nabijet. Proto je velmi dlleZité, aby servisni technik nastavil spravné
vyrobni ¢islo. Pokud dojde k jeho nespravnému nastaveni, neexistuje zplsob, jak ho resetovat. Technik v takovém pripadé bude muset
objednat dalsi nahradni zakladni desku.

e Jak zménit Udaj inventarniho &isla?

Ke zméné Udaje inventéarniho ¢isla mizeme pouZzit jeden z t&chto softwarovych nastrojl.

Dell Command Configure Toolkit pro prenosna zarizeni

Zakaznici mohou také oznamit, ze po vymeéné zakladni desky je jiZ inventarni &islo v systému BIOS zadané a je tfeba ho vymazat
nebo nastavit. U starSich systémU i vSech novéjSich systém s platformou UEFI BIOS si mohou uzivatelé stahnout nastroj Dell Client
Configuration Toolkit (DCC) a upravovat s nim moznosti systému BIOS, nebo dokonce zménit vlastnictvi ¢i inventarni &islo v systému
Windows. Tato technologie je popsané v ¢asti Software a odstrafiovani problémd.

Sprava systému - od spravy na pracovisti po cloud

Sada Dell Client Command Suite — sada néastrojl ke spravé pocitact OptiPlex a Latitude dostupnéa bezplatné ke stazeni na strankéach
https://dell.com/command, sada umoZnuje automatizovat a zrychlit Ukony spravy systémU, Setfi Cas, penize a zdroje. Sestava z nize
uvedenych modull, které Ize pouZivat samostatné nebo spolecné s fadou rliznych konzoli pro spravu systémd, jako je konzole SCCM.

Dell Command | Deploy poskytuje snadny postup nasazovani operaénich systémt pokryvajici metody nasazovani vSech hlavnich
operacnich systémU a poskytuje fadu ovladacl specifickych pro jednotlivé systémy, které byly extrahovany a omezeny do podoby
prijatelné danym operacnim systémem.

Dell Command | Configure je administratorsky nastroj s grafickym uzivatelskym rozhranim umozriujici konfigurovat a nasazovat
nastaveni hardwaru v prostredich pfed i po instalaci opera¢niho systému, bezproblémové spolupracuje s SCCM a Airwatch a mlze
byt integrovana do LANDesk a KACE. Vse je tedy zaméreno na systémy BIOS. Néastroj Command | Configure umoZzriuje vzdaleng
automatizovat a konfigurovat pres 150 nastaveni systému BIOS a prizplisobovat tak uzivatelské moznosti.

Dell Command | PowerShell Provider nabizi stejné moznosti jako nastroj Command | Configure, ale vyuziva jinou metodu. PowerShell je
skriptovaci jazyk, s jehoZ pomoci zakaznici mohou vytvaret prizplsobené a dynamicky konfigurovatelné procesy.

Dell Command | Monitor je agent nastroje Windows Management Instrumentation (WMI), ktery spravclm IT poskytuje rozsahly inventar
Udajd o hardwaru a stavu systému. Spravci mohou hardware konfigurovat také vzdéaleng prostrednictvim prikazového radku a skriptovani.

Dell Command | Update (nastroj pro koncové uZivatele) je nastroj instalovany ve vyrobé, jenz spravclm umozrivje jednotlivé
spravovat, automaticky nabizet a instalovat aktualizace systému BIOS, ovladact a softwaru, které poskytuje spolecnost Dell. Nastroj
Command | Update odstranuje ¢asové narocny proces dohledavani a ziskavani soubord pro instalace aktualizaci.

Dell Command | Update Catalog poskytuje metadata umoznujici vyhledavani, diky nimz mohou konzole pro spravu ziskavat nejnovéjsi

aktualizace specifické pro dany systém (ovladace, firmware nebo BIOS). Aktualizace jsou poté pribézné dodavany koncovym uZivateldm
prostrednictvim zakaznikovych systémt spravy infrastruktury, které jsou ke katalogu pfipojeny (napriklad SCCM).

Dell Command | vPro Out of Band konzole rozsifujici moznosti spravy hardwaru na systémy, které jsou vypnuty nebo maji nedosazitelny
operacni systém (exkluzivni funkce pro produkty Dell).

Dell Command | Integration Suite for System Center — tato sada zacleriuje vSechny klicové komponenty sady Client Command Suite
do nastroje Microsoft System Center Configuration Manager 2012 a verzi Current Branch.

Integrace sady Dell Client Command s néastroji VMware Workspace ONE poskytovanymi spole¢nosti AirWatch nyni zakaznik@im umoZzriuje
spravovat jejich hardwarové klienty Dell z cloudu prostfednictvim jediné konzole Workspace ONE.

Vzdalena sprava Out-of-Band pro systémy — moznosti spravy Intel
vPro a Intel Standard Manageability

Moznosti spravy Intel vPro a Intel Standard Manageability museji byt nakonfigurovany v tovarné spolecnosti Dell pfed zakoupenim
produktu, protoze je NELZE dodate¢né rozsifit. Poskytuji moznosti vzdalené spravy Out-of-Band a soulad se standardem DASH.
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Intel vPro

Technologie dostupné s procesory Intel Core i5 a i7 poskytujici neucelenéjsi soubor nastrojli pro vzdalenou spravu Out-of-Band, véetné
podpory KVM, IPvB, Fadného vypnuti a vSech ostatnich funkci pfedchozich verzi technologie vPro. Vyuziva nejnovéjsi verzi technologie
Active Management Technology (AMT) spole€nosti Intel.

Vice informaci o technologii vPro naleznete na webovych stréankach spolec¢nosti Intel https://www.intel.com/content/www/us/en/
architecture-and-technology/vpro/vpro-platform-general.ntml.

Nova jedinecna funkce Dell Remote Provisioning pro Intel vPro na poditaci rychle aktivuje moznosti technologie vPro, ¢imz dochazi ke
zkraceni Gasu potifebného k nastaveni vPro z fadu mésicd na méné nez hodinu. Funkce Dell Remote Provisioning pro Intel vPro je dostupna
jako souc¢ast modulu: Dell Command | Integration Suite for Systems Center

Intel Standard Manageability (ISM)

ISM nabizi omezenou sadu nastrojd pro vzdalenou spravu Out-of-Band, jako jsou vzdalené zapnuti/vypnuti, pfesmérovani Serial-over-
LAN, Wake-on-LAN atd.

Vice informaci o ISM naleznete na webovych strankach spolecnosti Intel https://software.intel.com/en-us/blogs/2009/03/27/what-is-
standard-manageability.

Modul TPM (Trusted Platform Module)

Modul TPM (Trusted Platform Module) je speciélni kryptograficky procesor, navrzeny s cilem zabezpecit hardware prostrednictvim
integrace kryptografickych kli¢t do zarizeni. Software mlze vyuzivat modul TPM k ovérovani hardwarovych zafizeni. JelikoZ kazdy Cip
TPM mé jedinecny, tajny kli¢ RSA, jenz se do néj vypdli béhem vyroby, mizZe ovérovat platformu.

@ POZNAMKA: Modul TPM (Trusted Platform Module) tvori soucast zakladni desky. V pfipadé vymeny zékladni desky je tfeba

pozastavit v operacnim systému Sifrovani a povolit je v systému BIOS nové zakladni desky, aby znovu zacalo fungovat.

Pokus o vyménu zakladni desky bez predchoziho pozastaveni Sifrovani zplsobi naruseni operacniho
systému a mize vést i k situaci, kdy se systém nespusti.

Ctecka otiska prstu

Toto téma se zabyva softwarem, ktery je pouZivan ¢teckou otiskl prstl

Prenosny pocitac je vybaveny integrovanou ¢teckou otiskd prstd, kterd se nachézi v opérce pro dlari napravo od dotykové podlozky.
Ctecka otiskl prstl je volitelnd, takZe ji vdechny pocitaCe nemaji. Spolecné s ovladacem Ctecky otiskl prstd je dodavan softwarovy

balicek Dell ControlVault, ktery zajiStuje funkénost zafizeni. Spolecnost Dell k tomuto softwaru poskytuje stejnou podporu jako k pocitactm
Latitude.

Software Dell ControlVault

ControlVault od spolecnosti Dell je softwarovy baliCek pro ¢tecku otiskd prstd. Zajistuje pro Etecku otiskl prstl nasledujici funkce:

Pouziva ¢tecku otiskd prstl k prihlasovani k Windows a k ovérovani heslem pfi startu systému.
Registruje webové stranky a aplikace Windows ke zméné hesla.

Prejetim prstem spousti oblibenou aplikaci.

Uchovava diveérné informace v zasifrované sloZce.

Pokud chce uzivatel tyto funkce pouZivat, musi nejprve zaregistrovat své otisky prstl. Registraci uzivatele provadi srozumitelny privodce.
UZivatel si mize otisky prstl uloZit na pevny disk nebo do &tecky otiskd prstd.

®| POZNAMKA: Uzivatel by mél zaregistrovat vice neZ jeden otisk prstu.
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Vlastnosti rozhrani USB

Univerzalni sériova sbérnice, tedy USB, byla zavedena v roce 1996. Dramaticky zjednodusila propojeni mezi hostitelskymi pocitadi
a perifernimi zarizenimi, jako jsou mysSi, klavesnice, externi disky a tiskarny.

Tabulka 19. Vyvoj rozhrani USB

Typ Rychlost prenosu dat Kategorie Rok uvedeni
UsSB 2.0 480 Mb/s Hi-Speed 2000

USB 3.0 / USB 3.1 1. 5 Gb/s SuperSpeed 2010
generace

USB 3.12. generace 10 Gb/s SuperSpeed 2013

USB 3.0 / USB 3.11. generace (SuperSpeed USB)

Po mnoho let bylo rozhrani USB 2.0 ve svété osobnich po&itact de facto standardnim rozhranim, prodalo se priblizné 6 miliard zafizeni

s timto rozhranim. Diky stéle rychlej$imu vypoc&etnimu hardwaru a stéle rostoucim narokdm na §itku pasma vSak bylo zapotrebi vytvorit
rychlejsi rozhrani. Rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace je kone¢né diky desetindsobné rychlosti oproti svému predchldci odpovédi na
naroky spotiebitell. Ve zkratce, funkce rozhrani USB 3.1 1. generace jsou tyto:

vysSi pfenosoveé rychlosti (az 5 Gb/s)

zvy$eny maximalni vykon sbérnice a zvyseny priichod proudu kvdli zafizenim hladovéjsim po energii
nové funkce Fizeni spotreby

pIné oboustranné datové prenosy a podpora novych typl prenost

zpetna kompatibilita s rozhranim USB 2.0

nové konektory a kabel

Zde uvedend témata se dotykaji nej¢astéjSich dotazl ohledné rozhrani USB 3.0 / USB 3.11. generace.

SUPERSPEED
_USB
sen

Rychlost

V souCasné dobe specifikace rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace definuje 3 rezimy rychlosti. Jsou jimi Super-Speed, Hi-Speed a Full-
Speed. Novy rezim SuperSpeed dosahuje prenosové rychlosti 4,8 Gb/s. Specifikace z dlivodu udrzeni zpétné kompatibility zachovéva také
pomalejsi rezimy USB Hi-Speed a Full-Speed, béZzné nazyvané jako USB 2.0 a 1.1, které dosahuji rychlosti 480 Mb/s a 12 Mb/s.

Rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace dosahuje o mnoho vyssiho vykonu diky témto technickym zménam:

Dalsi fyzicka sbérnice, ktera je pridana vedle stavajici sbérnice USB 2.0 (viz obrazek).

Rozhrani USB 2.0 bylo dfive vybaveno ¢tyfmi draty (napéjeni, uzemnéni a par diferenciélnich datovych kabel(l). V rozhrani USB 3.0 /
USB 3.11. generace jsou Ctyfi dalsi: dva péry diferenciélnich signalnich kabell (priiem a vysilani), takze je v konektorech a kabelazi
dohromady celkem osm spojeni.

e Rozhrani USB 3.0 / USB 3.11. generace vyuziva obousmérného datového rozhrani namisto poloviéné duplexniho usporadani rozhrani
USB 2.0. Teoretické Sitka pasma tim nardsté desetindsobné.
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Gnd USB3 contacts

High speed USB2 contacts
differential pair

Néaroky na datové prenosy dnes stéle rostou kvili videoobsahu ve vysokém rozlisent, terabajtovym pamétovym zafizenim, digitalnim
kamerédm s mnoha megapixely apod. Rychlost rozhrani USB 2.0 tak ¢asto neni dostatecna. Navic z&dné pfipojeni rozhranim USB 2.0 se
nepfiblizuje teoretické maximalni propustnosti 480 Mb/s, skutecna realnd maximalni rychlost datovych prenost tohoto rozhrani je priblizné
320 Mb/s (40 MB/s). Podobné rychlost prenosu rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace nikdy nedoséhne 4,8 Gb/s. Realna maximalni
rychlost je 400 MB/s v&etné dat navic. Rychlost rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace je tedy oproti rozhrani USB 2.0 desetinasobna.

Vyuziti

Rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace umozfiuje vyuZzivat vyssi rychlosti a poskytuje zafizenim rezervu potfebnou ke zlepSeni celkového
uzivatelského prostredi. Video pres rozhrani USB bylo dfive vyuZitelné jen stézi (z pohledu maximalniho rozliSeni, latence i komprese
videa), dnes si snadno predstavime, ze diky 5-10n&sobné Sifce padsma Ize vyuZzit FeSeni videa pfes USB s mnohem vy3Sim rozlisenim.
Rozhrani Single-link DVI vyZaduje propustnost témér 2 Gb/s. Tam, kde byla rychlost 480 Mb/s omezuijici, je rychlost 5 Gb/s vice nez
slibna. Diky slibované rychlosti 4,8 Gb/s tento standard najde cestu do oblasti produktt, které drive rozhrani USB nevyuZivaly. To se tyka
napriklad externich Uloznych systémd s polem RAID.

Déle je uveden seznam nékterych dostupnych produktl s rozhranim SuperSpeed USB 3.0 / USB 3.11. generace:

Externi stolni pevné disky USB 3.0 / USB 3.11. generace
Prenosné pevné disky USB 3.0 / USB 3.1 1. generace
Doky a adaptéry pro disky USB 3.0 / USB 3.11. generace
Jednotky flash a ctecky USB 3.0 / USB 3.1 1. generace
Disky SSD s rozhranim USB 3.0 / USB 3.1 1. generace
Pole RAID USB 3.0 / USB 3.11. generace

Optické medialni jednotky

Multimedialni zafizeni

Préace v siti

Adaptéry a rozboCovace USB 3.0 / USB 3.1 1. generace

Kompatibilita

Dobrou zpravou je, ze rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace bylo navrzeno s ohledem na bezproblémovou existenci vedle rozhrani
USB 2.0. V prvni fadg, prestoze rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace specifikuje nova fyzicka pripojeni a tedy i novy kabel, ktery
vyuzivé vyssi rychlosti novéeho protokolu, konektor zachovava stejny obdélnikovy tvar se Ctyfmi kontakty rozhrani USB 2.0 na stejném
misté jako drive. Rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace obsahuje pét novych propojeni uréenych k nezavislému prijmu a odesilani dat.
Tato propojeni jsou vSak spojena pouze po pripojeni k Fadnému pripojeni SuperSpeed USB.

USB PowerShare

USB PowerShare je funkce, diky které je mozné externi zafizeni s USB (napr. mobilni telefony, pfenosné prehravace) nabijet pomoci
baterie pfenosného systému.

40 Technologie a soucasti



Lze pouZivat pouze konektor s logem SS+USB+Baterie-->

Tuto funkci Ize povolit v nastaveni systému v ¢asti On Board Devices (Zafizeni v pocitaci). MZete také zvolit, jak velka
Cast energie baterie se smi pouzit (obrazek nize). Jestlize nastavite funkci USB PowerShare na 25 %, externi zafizeni se
smi nabijet, dokud stav baterie neklesne na 25 % pIné kapacity (tedy vyuzije se 75 % kapacity baterie pfenosného zafizen).

USB PowerShare

Settings
+ System Board Enable USE PowerShare
- On Board Devices
Integrated NIC © 0% © 50%
Parallel Port
Serial Port ©3% ©@75%
SATA Operation
On Board Devices S
Keyboard lllumination @ 25%
5B PowerShare
+— Yideo
+— Security
5 Performance This option configures the USE PowerShare
+ Power Management : e
% Post Behavior This feature is intended to allow users to ch

USB typu C

USB typu C je novy, maly fyzicky konektor. Samotny konektor podporuje réizné nové vynikajici standardy USB jako USB 3.1 a napajeni pres
USB (USB PD).

Stridavy rezim

USB typu C je novy, velmi maly standard konektoru. M4 asi tfetinovou velikost oproti starsi zasuvce USB typu A. Jde o jeden konektorovy
standard, ktery by mélo byt schopno pouZivat kazdé zafizeni. Porty USB typu C podporuiji réizné protokoly pomoci ,stfidavych rezima®,
coz umoznuje zapojit do tohoto jediného portu USB adaptéry s vystupy HDMI, VGA, DisplayPort nebo jinymi typy pripojeni.

Napajeni pres USB

Parametry napajeni USB PD jsou rovnéz Uzce spjaty s USB typu C. V souCasnosti Casto pouzivaji chytré telefony, tablety a dalSi mobilni
zafizeni k nabijeni pripojku USB. Pripojeni USB 2.0 poskytuje vykon 2,5 W — tim nabijete telefon, ale to je vSe. Napiiklad notebook mlze mit
prikon az 60 W. Parametry USB Power Delivery navysuji vykon az na 100 W. Jde o obousmeérny prenos, takze zafizeni mlzZe energii zasilat
nebo prijimat. A tato energie se mlzZe prenaset v situaci, kdy zafizeni zéroveri pres spojeni prenasi data.

To mize znamenat konec pro vSechny specialni nabijeci kabely k notebooklim a v&e se bude nabijet prostfednictvim standardniho spojeni
pres USB. Notebook Ize nabijet z jedné z pfenosnych nabijecich sad baterii, které se jiz dnes pouzivaji k nabijeni chytrych telefonl &i
dal$ich prenosnych zafizeni. Mdzete notebook zapojit do externiho displeje pripojeného k napéjeni a tento externi displej bude nabijet
notebook v dobg&, kdy budete externi displej pouzivat — vSe skrze jedno malé spojeni USB typu C. Aby to bylo mozné, musi zafizeni a kabel
podporovat technologii USB Power Delivery. Samotné pripojeni USB typu C nezbytné tuto technologii podporovat nemusi.

USB typu C a USB 4.1

USB 3.1je novy standard USB. Teoretick4 Sitka pasma pripojeni USB 3 je 5 Gb/s, pro USB 3.1 je rovna 10 Gb/s. To je dvojnasobna Sitka,
stejné rychla jako prvni generace konektoru Thunderbolt. USB typu C neni totéz jako USB 3.1. USB typu C je pouze tvar konektoru a mize
obsahovat technologii USB 2 nebo USB 3.0. Tablet Nokia N1 Android pouziva konektor USB typu C, ale je v ném vse ve formatu USB 2.0
— dokonce to neni ani USB 3.0. Tyto technologie v8ak spolu Gzce souviseji.

Ethernet

Radige gigabitového Ethernetu z Fady Intel 1219LM Jacksonville WGI219LM jsou kompaktni, integrovana zafizenf fyzické vrstvy s jednim
portem, ktera Ize pripojit k Cipovym sadam Intel Skylake.
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Radi¢ Intel WGI219LM je produkt pro podnikové sit& LAN s podporou technologif Intel vPro, Intel AMT2, standard(i Energy Efficient
Ethernet (802.3az), programu Intel SIPP a systému Server OS.

Vlastnosti produktu

Obecné

Soulad specifikaci se standardem 10 BASE-T, IEEE 802.3

Soulad specifikaci se standardem 100 BASE-TX, IEEE 802.3
Soulad specifikaci se standardem 1000 BASE-T, IEEE 802.3
Energy Efficient Ethernet (EEE)

Podpora standardu IEEE 802.3az [rezim Low Power Idle (LPI)]
Soulad s IEEE 802.3u — automatické nastaveni (autonegotiation)
Podpora rozsireni nosice (polovicni duplex)

Diagnostické rezimy Loopback

Pokrocila korekce Digital baseline wander

Automatické prepinani MDI/MDIX pfi vSech provoznich rychlostech
Automaticka korekce polarity

Rozhrani pro spravu MDC/MDIO

Flexibilni filtry v PHY ke sniZeni spotfeby integrovaného fadice LAN
Chytré Fizeni rychlosti pro automatické omezeni rychlosti na poskozenych kabelovych rozvodech
Schopnost PMA loopback (zruseni bez odezvy)

Soulad s 802.1as/1588

Podpora fizeni spotfeby

Podpora Intel Stable Image Platform Program (SIPP)

Podpora Network proxy / ARP Offload

AZ 32 programovatelnych filtrd

Nepodporuje provoz poloviéniho duplexu v Gb/s

/abezpecCeni a spravovatelnost

e Podpora technologie Intel vPro s komponenty prislusné Cipové sady Intel.

Vykon

e Ramce typu Jumbo (aZ do 9 kb)

e 802.1Qa802.1p

e Skalovani Receive Side Scaling (RSS)

e Dvérady (TxaRx)

Napajeni

e Ultra nizka spotreba pri odpojeni kabelu (<1 mW) umozfiuje platformé podporovat pfipojeny pohotovostni rezim.
e Snizena spotfeba energie pri b&ézném provozu a rezimy vypnuti

e Integrovany spofi¢ baterie Intel Auto Connect Battery Saver (ACBS)

e Deaktivace LAN pomoci jednoho kontaktu usnadriujici implementaci systému BIOS
e PIné integrovany regulator Switching Voltage Regulator (iSVR)

e |ow Power LinkUp(LPLU)

Propojeni MAC/PHY

e Rozhrani zalozené na PCle pro provoz v aktivnim stavu (stav SO)
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e Rozhrani zaloZené na SMBus pro hostovani a spravu provozu (Usporny rezim Sx)

Pouzdro/Design

48pinové pouzdro o rozmeéru 6x6 mm s roztedi vyvodt 0,4 mm a odhalenou podloZkou Exposed Pad pro uzemnéni
TFi vystupy LED s moZnosti konfigurace

Integrované zakon&ovaci opory pro rozhrani MDI umoznujici snizit naklady BOM.

Snizené néklady BOM v dUsledku sdileni paméti flash mezi SPI a PCH

Intel® Ethernet Connection 1219 (Jacksonville)

Updated Design 2015/2016
* Microsoft enhancements Intel Platforms
— Full wake-up packet capture, up-to 32
programmable filters
* Footprint compatible with 1217/1218 (Clarkville) Skylake
* Two SKUs:

= Intel® Ethernet Connection |2 19LM (Corporate SKU)
= Intel® Ethernet Connection |2 19V (Consumer SKU)

Leading Power Management Skylake PCH
* Connected Standby support
,00mW TDP with typical ~4 / @ Gigabit

nérgy Efficient Ethernet (EEE)
Cable Disconnect '

Advanced Manageability and Security
¢ Intel® vPro™ Processor Technology (LM SKU only)
* |ntel® Smart Connect Technology

HDMI 2.0

V tomto tématu jsou uvedeny informace o funkcich konektoru HDMI 2.0 a jeho vyhody.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je odvétvim podporované, nekomprimované, zcela digitélni audio/video rozhrani. HDMI
poskytuje rozhrani mezi libovolnym kompatibilnim digitalnim zdrojem audio/video, napfiklad pfehrdvacem DVD nebo pfijimacem A/V

a kompatibilnim digitalnim monitorem (audio a/nebo video), napfiklad digitalnim televizorem (DTV). Plvodné zamyslenymi aplikacemi
rozhrani HDMI jsou televizory a prehravace DVD. Hlavni vyhodou je snizeni po¢tu kabelll a opatfeni pro ochranu obsahu. Rozhrani HDMI
podporuje standardni, vylepSené nebo HD video a vicekanalové digitalni audio na jednom kabelu.

Vlastnosti rozhrani HDMI 2.0

e Ethernetovy kanal HDMI - do propojeni HDMI pridavéa vysokorychlostni sitové pripojent, diky kterému tak uzivatelé mohou naplno
vyuzivat sva zafizeni vybavena technologi IP bez nutnosti pouzivat zvIaStni ethernetovy kabel.

e Navratovy kanal audia — televizor s integrovanym tunerem pripojeny pomoci HDMI m(iZe posilat zvukové data opacnym smérem do
audiosystému s prostorovym zvukem, ¢imz dojde k odstranéni nutnosti pouzivat zvlastni zvukovy kabel.

3D - definuje vstupni a vystupni protokoly hlavnich formatd 3D videa, a otevira tak cestu pro opravdové 3D hrani a 3D doméci kino.

Typ obsahu — signalizovani typl obsahu v redlném ¢ase mezi zobrazovacim a zdrojovym zarizenim, diky kterému m(ze televizor
optimalizovat nastaveni obrazu podle typu obsahu.

Dalsi barevné prostory — pridavé podporu dalSich barevnych modelll pouzivanych v digitalnich fotografiich a pocitatové grafice.

Podpora 4K — umoZriuje rozliseni daleko za 1080p, a podporuje tak displeje dalsi generace, které se vyrovnaji systémdm Digital
Cinema, pouzivanym v mnoha b&znych kinech.

Mikrokonektor HDMI — novy, mensi konektor pro telefony a dalsi pfenosna zarizeni podporuje rozlieni videa az 1080p.

Systém pro pfipojeni automobilu — nové kabely a konektory pro automobilové videosystémy jsou navrzeny tak, aby se vyrovnaly
s jedineCnymi pozadavky automobilového prostredi a poskytovaly pfi tom HD kvalitu.
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Vyhody HDMI

Kvalitni konektor HDMI prenasi nekomprimovany digitalni zvuk a video s nejvyssi a nejcistsi kvalitou obrazu.

Levny konektor HDMI poskytuje kvalitu a funk&nost digitalniho rozhrani a zaroven podporuje formaty nekomprimovaného videa
jednoduchym, cenové efektivnim zplsobem.

Zvukovy konektor HDMI podporuje vice formatl zvuku — od standardniho sterea po vicekanalovy prostorovy zvuk.

HDMI kombinuje video a vicekanalovy zvuk do jednoho kabelu, a eliminuje tak naklady, sloZitost a zmét kabeld momentalné
pouzivanych v A/V systémech.

e HDMI podporuje komunikaci mezi zdrojem videa (napf. prehravacem DVD) a digitélnim televizorem, a otevira tak moznosti novych
funkci.
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Demontaz a instalace soucasti

Tato &ast obsahuje podrobné informace o postupu demontaze a montaze soucéasti pocitace.
Témata:
*  Bezpecnostni pokyny

. Doporuc¢ené nastroje
¢ Ovladaci pero

e karta SIM

*  Pamétové karta

*  Rukojet

. Dvirka se zapadkou

. Baterie

¢ Nosi¢ primarniho disku SSD
e SSD

e Spodni kryt Sasi

. Klavesnice

. karta WWAN

¢ Karta WLAN

*  GPS (Global Positioning System)
e pamétové moduly,

. Knoflikovéa baterie

e Sestava ventilatoru chladice PCle
*  Konzola priméarniho disku SSD

e Sestava dokovaciho portu

e Sestava chladice

e Zadni vstupne-vystupni deska

. Kryty zavést

*  Sestava displeje

. Sestava ¢elniho a zadniho krytu displeje LCD
. Mikrofon

. Kamera

. Prihradka na baterii

e Levadeskal/O

«  Cipova karta

. Reproduktor

e Z&kladni deska

. Sestava dolni zakladny

Bezpecnostni pokyny

Dodrzovanim nésleduijicich bezpecnostnich zasad zabranite moznému poSkozeni pocitaCe a zajistite vlastni bezpecnost. Neni-li uvedeno
jinak, kazdy postup uvedeny v tomto dokumentu vyzaduje splnéni nasleduijicich podminek:

e Pregetlijste si bezpecnostni informace dodané s po&itatem.

e Komponentu je mozné nahradit nebo (v pfipadé zakoupeni samostatné) nainstalovat pomoci postupu pro odebrani provedeném
v obraceném poradi.

A VAROVANI: PFed manipulaci uvnitf poéitace si preététe bezpeénostni informace dodané s poéitaéem. Dalsi informace
o vzorovych bezpeénostnich postupech naleznete na domovské strance Soulad s predpisy.
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https://www.dell.com/learn/regulatory-compliance

Mnohé z oprav smi provadét pouze certifikovany servisni technik. Sami byste méli pouze reSit mensi potize
a provadét jednoduché opravy, ke kterym vas opraviiuje dokumentace k produktu nebo ke kterym vas vyzve tym servisu
a podpory online ¢i telefonicky. Na skody zplisobené neopravnénym servisnim zasahem se nevztahuje zaruka spole¢nosti
Dell. Prectéte si a dodrzujte bezpecnostni pokyny dodané s produktem.

Aby nedoslo k elektrostatickému vyboji, pouzijte uzemnovaci naramek nebo se opakované dotykejte
nenatfeného kovového povrchu, kdyz se dotykate konektoru na zadni strané pocitace.

Zachazejte se souéastmi a kartami opatrné. Nedotykejte se souéasti ani kontaktl na karté. Drzte kartu za
okraje nebo za montazni svorku. Komponenty, jako je napriklad procesor, drzte za okraje, ne za koliky.

Pri odpojovani kabelu vytahujte kabel za konektor nebo za vytahovaci poutko, ne za vlastni kabel. Konektory
nékterych kabeli maji upeviiovaci zapadku. Pokud odpojujete tento typ kabelu, pred jeho vytazenim zapadku zmacknéte.
Kdyz oddélujete konektory od sebe, zarovnejte je tak, aby nedoslo k ohnuti kolikii. Také pred pFipojenim kabelu se
ujistéte, ze jsou oba konektory spravné zarovnané.

POZNAMKA: Ne? otevrete kryt poditade nebo jeho panely, odpojte veskeré zdroje napéjeni. Poté, co dokondite praci uvnitf poditade,
namontujte vSechny kryty, panely a Srouby a teprve poté pripojte pocitac ke zdroji napéjeni.

Pri manipulaci s lithium-iontovymi bateriemi v noteboocich postupujte opatrné. Vyboulené baterie by se
nemély pouzivat. Je tieba je vyménit a vhodnym zplGsobem zlikvidovat.

®| POZNAMKA: Barva pogitace a nékterych soucasti se mdze liit od barev uvedenych v tomto dokumentu.

Pred manipulaci uvnitf pocitace

N N

Ujistéte se, Ze je pracovni povrch rovny a Cisty, aby nedoslo k poskrabani krytu pocitace.
Vypnéte pocitac.

Je-li pocita¢ pripojen k dokovacimu zafizeni, odpojte jgj.

Odpojte vSechny sitové kabely od pocitace (pokud jsou k dispozici).

Pokud pocitaé ma port RJ45, odpojte sitovy kabel jeho vytaZenim z pocitace.
Odpojte podita¢ a vSechna pripojené zafizeni od elektrickych zasuvek.

Otevrete displej.
Stisknutim a podrzenim tlacitka napajeni po nékolik sekund uzemnéte zékladni desku.

Aby nedoslo k Grazu elektrickym proudem, odpojte pocitac pred provedenim kroku €. 8 ze zasuvky.

Aby nedoslo k elektrostatickému vyboji, pouzijte uzemnovaci naramek nebo se opakované dotykejte
nenatreného kovového povrchu, kdyz se dotykate konektoru na zadni strané pocitace.

Vyjméte z prislusnych slotl vS§echny nainstalované karty ExpressCard nebo Cipové karty.

Bezpecnostni opatreni

Bezpecnostni opatfeni uvedena v nasleduijicich ¢astech dodrzujte pfi kazdém postupu instalace, rozebirani ¢i sestavovan.

46

Systém a vSechna k nému pripojena periferni zafizeni vypnéte.

Odpojte systém a vSechna k nému pripojena periferni zafizeni od napajeni stfidavym proudem a poté vyjméte baterii.

Odpojte od systému vechny sitové, telefonni nebo komunikacni kabely.

Pri praci uvnitr jakéhokoli pocitatového systému pouzijte uzemnovaci naramek a podlozku, aby nedoslo k poSkozeni elektrostatickym
vybojem (ESD).

Kazdou soucast po demontazi umistéte na antistatickou podlozku.

Pouzivejte obuv s nevodivymi pryZovymi podrazkami, jez snizuiji riziko elektrického Soku ¢i zavazného zranéni elektfinou.
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Pohotovostni napajeni

Produkty Dell s pohotovostnim napéajenim je nutné pred otevrenim krytu zcela odpojit od napajeciho zdroje. Systémy s pohotovostnim
napéjenim jsou pod napétim i tehdy, kdyz jsou vypnuté. Toto vnitfni napéjeni umozriuje systém na dalku zapnout (funkce Wake on LAN)
nebo pFepnout do rezimu spanku a nabizf dalsi pokrogilé funkce pro Fizeni spotreby.

Po odpojeni systému a pred demontézi soucasti vyckejte priblizné 30 az 45 sekund, nez se obvody vyhii.

Vodivé propojeni

Vodivé propojeni je zplsob pripojeni dvou ¢i vice uzemriovacich vodi¢d ke stejnému elektrickému potenciélu. K jeho vytvoreni pouzijte
terénni servisni soupravu ESD. P¥i pripojovani propojovaciho vodiCe je vzdy nutné zajistit, aby byl pfipojen k holému kovu, nikoli

k lakovanému nebo nekovovému povrchu. Poutko na zapésti si musite Fadné upevnit a musi byt v kontaktu s vasi pokozkou. Pred
vytvorenim vodivého propojeni si vzdy sundejte veskeré Sperky (napf. hodinky, ndramky &i prsteny).

Obrazek 7. Spravné vodivé propojeni

Ochrana pred elektrostatickym vybojem

Statické elektfina predstavuje vyznamné riziko pfi manipulaci s elektronickymi sou¢astmi, zejména pak s citlivymi dily, jako jsou rozsifovaci
karty, procesory, pamétové moduly DIMM nebo systémové desky. Pouhé velmi malé vyboje statické elekttiny dokazou obvody poskodit
zpUsobem, ktery na prvni pohled neni patrny, ale mze zplsobovat ob&asné problémy ¢&i zkraceni zivotnosti produktu. Neustale rostouct
pozadavky na nizsi spotiebu a vyssi hustotu zplsobuji, Ze se ze statické elektfiny stavéa stéle vétsi problém.

Vzhledem ke zvySené hustoté polovodicd jsou posledni produkty spolecnosti Dell nadchylngjsi na poskozeni statickou elektfinou. Z toho
dGvodu jiz nékteré drive schvélené postupy manipulace s dily nadéle nelze uplatriovat.

Poskozent statickou elektfinou mlze zplsobovat dva typy poruch — katastrofické a obcasné.

e Katastrofické — takové poruchy zplsobuiji okamzité a Uplné vyrazeni zafizeni z provozu. Prikladem kvatastrofické poruchy je zasah
pamétového modulu DIMM statickou elektfinou, jehoZ dusledkem je piiznak ,No POST / No Video" (Zadny test POST / Zadné video)
doprovéazeny zvukovym signalem, jenz znaci chybéjici nebo nefunkeni pamét.

@l POZNAMKA: Katastrofické poruchy predstavuif priblizng 20 % poruch zptisobenych statickou elektfinou.

e Obgasné — Pamé&tovy modul DIMM je zasazen statickou elektfinou, ale trasovani je pouze oslabeno a navenek nemusi okamzité
vykazovat znamky poskozeni. Oslabena trasa se mUZe tavit celé tydny ¢ mésice a b&hem toho miZe dochéazet ke zhorSovani integrity
paméti, obCasnym chybam atd.

@ POZNAMKA: Obgasné poruchy predstavuii priblizn& 80 % poruch zplisobenych statickou elektfinou. Ve v&tsing piipad tyto

poruchy nejsou okamzité rozeznatelné.
Jeste obtizneji rozpoznatelnym a odstranitelnym druhem poskozeni jsou takzvané latentni poruchy. Nasledujici obrazek ukazuje priklad
poskozeni trasy pamétového modulu DIMM. PrestoZe doslo k poSkozeni, nemusi se z priznak( po n&jakou dobu od poskozeni stat problém
ani nemusf zplsobit trvalé priznaky poruchy.
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Obrazek 8. Obcasna (latentni) porucha propojovaci trasy

Abyste predesli poSkozeni statickou elektrinou, dodrZujte nasledujici pravidla:
e Nasadte si antistatické poutko na zapésti, které je fadné uzemnéno pomoci vodice.
Pouziti antistatickych poutek na zapésti bez uzemnéni pomoci vodice nadale neni povoleno, protoze neposkytuje odpovidajici ochranu.

Dotykem 3asi pred manipulaci s dily nezajistite odpovidajici ochranu soucasti, jeZ jsou vaci statické elektting obzvIast citlivé.

Obrazek 9. Uzemnéni ,,holého kovu“ Sasi (nepfrijatelné)

e Se vSemi soucastmi, které jsou citlivé na elektrostatické vyboje, manipulujte v oblasti, kde nehrozi kontakt se statickou elektfinou.
Pokud je to mozné, pouZijte antistatické podlahové podloZky a podloZky na pracovni stul.

e Pri manipulaci se soucastmi citlivymi na statickou elektrinu vyuzivejte k tchopu boky, nikoli horni stranu soucasti. Nedotykejte se
kontaktl a tisténych spojl.

e Soucast citlivou na elektrostatické vyboje vyjméte z antistatického obalu az tehdy, kdyZ budete pfipraveni ji nainstalovat v poc&itadi.
PFed rozbalenim antistatického obalu odstrarite ze svého téla statickou elektrinu.

e Soucast citlivou na elektrostatické vyboje pred prepravou umistéte do antistatické nadoby nebo obalu.

Antistaticka servisni souprava

Nejcastéji se pouziva nemonitorovana servisni souprava. Kazda servisni souprava sestava ze tfi hlavnich soucasti: antistatické podlozky,
poutka na zapésti a propojovaciho vodice.
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Obrazek 10. Antistaticka servisni souprava

Antistatické podloZka odvadi statickou elektfinu a je nutné ji pouzivat k bezpe¢nému odkladani soucéasti béhem servisnich tkond. Pred
pouzitim antistatické podlozky je tfeba si Fadné nasadit poutko na zapésti a pfipojit je propojovacim vodi¢em k této rohozce nebo n&jakému
holému plechovému dilu systému, na kterém pracujete. Jakmile budete takto fadné pfipraveni, nahradni dily Ize vyjmout z antistatického
obalu a umistit pfimo na podloZzku. Nezapomerite, Ze dillim citlivym na statickou elektfinu nic nehrozi pouze v pripadé, kdy je méate v ruce,
na antistatické podlozce, v systému nebo v obalu.

Obrazek 11. Antistaticka podlozka

Poutko na zapésti Ize propojovacim vodicem pfipojit pfimo k holému plechovému dilu hardwaru (pokud antistatické podlozka neni potfeba)
nebo k antistatické podlozce, jez chrani hardware, ktery jste na ni umistili. Fyzickému propojeni poutka na zapésti, propojovaciho vodice,
vasi pokozky, antistatické podlozky a hardwaru se fika vodivé propojeni. PouZzivejte pouze servisni soupravy s poutkem na zapésti,
podlozkou a propojovacim vodic¢em. Nikdy nepouZzivejte poutka na zapésti bez vodicCe.

Mégjte vzdy na paméti, ze vnitfni vodice poutka na zapésti jsou nachylna na bézné opotrebeni a musi byt pravidelné kontrolovana pfislusnou
zkouSeckou, aby nedoslo k nepredvidanému poskozeni hardwaru statickou elektfinou. Poutko na zapésti a propojovaci vodi¢ doporucujeme
prezkuSovat alespori jednou tydné.
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Tabulka 20. Antistaticka poutka

Antistatické poutko a propojovaci kabel Bezdratové antistatické poutko (nepfrijatelné)

Tester antistatického poutka

VodiCe uvnitf antistatického poutka se postupem Casu opotrebovavaiji. Pokud pouzivate nemonitorovanou servisni soupravu, poutko na
zapésti doporuCujeme prezkusovat pred kazdym pozadavkem na opravu a nejméné jednou tydné. Nejlépe se k tomu hodi zkouSecka
poutek na zapésti. Pokud vlastni zkouSeCku poutek na zapésti nemate, zeptejte se, jestli ji nemaiji ve vasi oblastni pobocce. Chcete-li
poutko na zapésti prezkousSet, pripojte je propojovacim vodicem ke zkouSecce a stisknéte prislusné tlacitko. Pokud zkouska dopadne
Uspésne, rozsviti se zeleny indikator LED, pokud nikoli, rozsviti se Cerveny indikator LED a ozve se zvukova vystraha.

Obrazek 12. Tester antistatického poutka

|zolaCni prvky

Zarizeni citliva na statickou elektfinu je nezbytné nutné udrzovat v dostatecné vzdalenosti od vnitfnich dildi, které slouZi jako izolatory
a Casto jsou velmi nabité (napf. plastové kryty chladica).
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Tabulka 21. Umisténi izola€nich prvka

Neprijatelné - modul DIMM polozeny na izolacénim prvku Prijatelné — modul DIMM oddéleny od izolaéniho prvku
(plastovy kryt chladice)

/vazte pracovni prostredi

Pred pouzitim antistatické servisni soupravy posudte situaci na pracovisti u zakaznika. Napriklad pri servisu serverl se souprava pouziva
jinym zplsobem nez pfi servisu stolnich a prenosnych pocitacl. Servery jsou obvykle umistény v racku v datovém centru, zatimco stolni
a prenosné pocitace se obvykle nachazeji na stolech v kancelarich ¢i kancelarskych kéjich.

K praci vzdy zvolte velkou, otevienou a rovnou plochu, na které se nic nenachéazi a kam se antistaticka souprava spole¢né s opravovanym
systémem snadno vejdou. Na pracovisti by také nemély byt Zadné izolaéni prvky, které by mohly zplisobit zasah statickou elektfinou. PFi
manipulaci s jakymikoli hardwarovymi soucastmi je nutné veskeré izoldtory v pracovni oblasti (jako je polystyren &i jiné plasty) vzdy umistit
do minimalni vzdalenosti 30 centimetrd (12 palct) od citlivych dild.

Antistaticky obal

Vesker4 zafizeni citliva na statickou elektfinu musi byt pfepravovana a pfedavana v antistatickém obalu. Doporucuje se pouZiti kovovych
staticky stinénych oballl. Poskozenou souc¢ést je tfeba vratit ve stejném antistatickém obalu, v jakém jste obdrzeli nahradni dil. Antistaticky
obal je nutné prehnout a zalepit lepici paskou. Také je nutné pouzit pénovy obalovy material, ktery byl soucéasti baleni nahradniho dilu.

Zarizeni citliva na statickou elektfinu vyjméte z obalu pouze na pracovnim povrchu, ktery chrani pred statickou elektrinou. Tato zarizeni
nikdy neumistujte na antistaticky obal, protoZe antistatické stinéni funguje pouze uvnitf tohoto obalu. Soucasti vZdy drZte v ruce nebo
umistéte na antistatickou podlozku, do systému nebo do antistatického obalu.
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Obrazek 13. Antistaticky obal

Preprava citlivych soucasti

Prepravované soucasti (napf. ndhradni dily nebo dily vracené spolecnosti Dell), které jsou citlivé na statickou elektfinu, je bezpodminec¢né
nutné chranit v antistatickych obalech.

Shrnuti ochrany pred statickou elektrinou

Dirazné doporuéujeme, aby vsichni technici pri servisnich zakrocich na produktech Dell vzdy pouzivali b&Zné antistatické poutko na
zapésti s propojovacim uzemrovacim vodiCem a antistatickou podlozkou. Déle je nezbytné nutné, aby technici pfi servisu chranili citlivé
soucCasti pfed kontaktem s jakymikoliv izolatory a aby k prepravé téchto soucéasti pouzivali antistatické obaly.

/vedani vybaveni

@ POZNAMKA: Nezvedejte predmé&ty o hmotnosti prekraduijici 50 liber. Vzdy si vyZadejte pomoc dalsi osoby nebo pouzijte mechanické
zvedaci zarizeni.

PFi zvedani vybaveni se fid'te nasledujicimi pokyny:

Nohama se pevné zaprete. RozkroCte se s chodidly do stran na stabilnim povrchu.

Pokr&te kolena. Neohybejte se v pase.

Zatnéte brisni svaly. BriSni svaly pfi zvedani podepiraji vasi pater, ¢imz kompenzuiji plsobeni zvedaného predmétu.

Ke zvedani vyuZijte silu svych nohou, nikoli zad.

Zvedany predmét si drzte u téla. Cim blize jej budete mit k patefi, tim méné budete namahat sva zada.

PFi zvedani ¢i pokladani predmétu drzte zada rovné. Zvedany predmét nezatéZujte viastni vahou. PFi zvedani nekrutte svym télem ani
zady.

7. Stejnymi pokyny, avSak v opacném poradi, se Fid'te pfi pokladani zvedaného predmétu.

S P NS SRR
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Po manipulaci uvnitr pocitace

Po dokoncCeni montaze se ujistéte, Ze jsou pripojena vSechna externi zafizeni, karty a kabely. UCinte tak dfive, nez zapnete pocitac.

Chcete-li se vyhnout poskozeni pocitace, pouZivejte pouze baterii, ktera byla vytvorena pro tento pocita¢
Dell. Nepouzivejte baterie vytvorené pro jiné pocitace Dell.
1. Pripojte veskera externi zafizeni, napriklad replikator portl nebo multimedialni zékladnu, a nainstalujte vSechny karty, napiiklad kartu
ExpressCard.
2. Pripojte k pocitaci viechny telefonni nebo sitové kabely.

Chcete-li pFipojit sitovy kabel, nejprve pripojte kabel do sitového zafizeni a teprve poté do pocitace.

3. Pripojte pocitac a vSechna pripojené zarizeni do elektrickych zasuvek.
4. Zapnéte pocitac.

Doporucené nastroje

Postupy uvedené v tomto dokumentu vyzaduiji pouziti nasledujicich nastrojd:
e kiiZzovy Sroubovéak ¢. O

kfizovy Sroubovak &. 1

plastova jehla

nastrény Klic velikosti 5,5 mm

pinzeta

®| POZNAMKA: Sroubovék &. 0 na drouby 0—1 a roubovak &. 1 na drouby 2—4.

Ovladaci pero

Vyjmuti ovladaciho pera

1. ZatlaCte na zapadku [1] a otevrete prava dvirka k rozhranim /0 [2].
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2. Vytdhnéte ovladaci pero ze slotu.

Vlozeni ovladaciho pera

1. Zasurite ovladaci pero do slotu.
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2. Zavrete dvitka k rozhranim I/O [1] a zatlaCte na né tak, aby doslo k zajisténi zapadkou [2].

karta SIM

Vyjmuti karty SIM

1. Vyjméte kartu SIM ze slotu na zékladni desce.
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2. Zavrete prava dvitka k rozhranim 1/0.
3. Postupujte podle pokynd v Easti Po manipulaci uvniti pocitace.

Vlozeni karty SIM

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvnit pocitace.
2. Oteviete prava dvirka k rozhranim 1/0.
3. VloZte kartu SIM do slotu na zakladni desce.
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Pamétova karta

VloZeni pamétové karty

1. Otevfete prava dvitka k rozhranim 1/0.
2. Vlozte pamétovou kartu do prislusného slotu na zékladni desce.

Vyjmuti pamétové karty

1. Vyjméte pamétovou kartu ze slotu na zakladni desce.
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2. Zavrete prava dvitka k rozhranim 1/0.

Rukojet

Demontaz rukojeti

@l POZNAMEKA: Sroub v rukojeti je soudasti sestavy rukojeti a nelze jej objednat samostatné.

1. Postupujte podle pokynl v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.

2. A VYSTRAHA: Nasledujici polohy Sroubti s epoxidovou hlavou vyZaduiji velké soustiedéni. Tyto Srouby se obtizné
demontuji a béhem vyjimani maze dojit k jejich poskozeni. Aby nedoslo k poskozeni Sroubt a okolnich plasti, pouzijte
pro jednotlivé typy Sroubd spravny Sroubovak.

Demontujte dva epoxidové Srouby M3,5%7 [1] upeviiujici rukojet k pocitadi.

3. Oddelterukojet od pocitace [2].

58 Demontaz a instalace soucasti



Montaz rukojeti

@l POZNAMKA: Sroub v rukojeti je soutasti sestavy rukojeti a nelze jej objednat samostatné.

1. Primontuijte rukojet k pocitaci [1].
2. Dotdhnéte dva epoxidové Srouby M3,5*7 [2] upevriujici rukojet k pocitadi.

3. Postupujte podle pokynd v Easti Po manipulaci uvniti pocitace.
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Dvirka se zapadkou

Demontaz dvirek se zapadkou

1. Postupuijte podle pokynd v &asti Pfed manipulaci uvnitf pocitace.
2. Otevrete dvirka k rozhranim 1/0.
3. Demontujte Srouby [1] upevnujici panty k pocitaci a zvednutim oddélte dvitka k rozhranim 170 [2] od pocitacCe.

Montaz dvirek se zapadkou

1. Pripojte dvitka k pocitaci [1].
2. Primontujte Srouby upevriujici klouby dvirek k poc&itaci [2].
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3. Zajistéte dvirka k rozhranim 1/0.
4. Postupujte podle pokynd v Easti Po manipulaci uvniti pocitace.

@l POZNAMEKA: V zavislosti na umist&ni konkrétnich dvifek mohou byt dvirka opatiena jednim, dvéma nebo tfemi rouby.

Baterie

Vyjmuti baterie

1. @ POZNAMEKA: Tento notebook je mozno osadit dvéma bateriemi vyménitelnymi za chodu (primarni a volitelnou). Postup vioZen
i vyjmuti je u obou baterii totozny.
Postupuijte podle pokynd v asti Pred manipulaci uvnitf pocitace.
2. Odemknéte baterii [1] a pretahnéte zapadku drézkou tak, abyste uvolnili mechanizmus zamku.
3. ZapaCenim v zapu$téném bodu [2] uvolnéte baterii a vysunte ji dopfedu [3], abyste ji oddélili od pocitaCe.
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Vlozeni baterii

1. Zasurite baterii do prihradky na baterii tak, aby doslo k propojeni kontaktd baterie [1] s kontakty pocitaCe.
2. ZatlaCte na hranu baterie [2], aby doSlo k aktivaci mechanismu zépadky a uzamceni baterie [3].

3. Postupuijte podle postupu v Easti Po manipulaci uvnitf pocitace.
@ POZNAMKA: Tento notebook je mozno osadit dv&ma bateriemi vyménitelnymi za chodu (primarni a volitelnou). Postup vioZeni
i vyjmuti je u obou baterii totozny.
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Nosi¢ primarniho disku SSD

Vyjmuti nosic¢e primarniho disku SSD

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
Pokus o vyjmuti nosi¢e primarniho disku SSD z funkéniho pocitace muze vést k selhani operacniho
systému a potencialné i ztraté dat.

2. Vyjméte baterie.
3. ZatlaCte na zépadku [1] a otevrete pravé dvitka k rozhranim 1/0 [2].

4. Uvolnéte nosi¢ disku SSD presunutim modré uvoliovaci zapadky pevného disku [1] smérem doprava.
B. Vytéhnéte nosi¢ disku SSD z poc&itace pomoci modrého tahla [2].
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Montaz nosice primarniho disku SSD

1. Vlozte nosi¢ primarniho disku SSD do pocitace.
2. ZatlaCte nosi¢ do slotu tak, aby zacvakla modra klapka .

3. Zavrete prava dvitka k rozhranim 170 [1] a zatlacte na né tak, aby zapadka [2] zacvakla do uzamcené polohy.
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4. Vlozte: baterie
B. Postupujte podle postupu v ¢asti Po manipulaci uvniti pocitace.

SSD

Demontaz disku SSD z nosice

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte nasleduijici soucéasti:
a. Baterie

b. Disk SSD (priméarni ).
3. Demontujte dva Srouby 'M2*5' [1] a poté prevratte nosic disku SSD [2].
4. Demontujte Sroub 'M2*5' [3] a oddélte kryt od nosice disku SSD [4].

|
2 >

B

B. Vyjméte disk SSD s redukci [1] z pfihradky nosice disku SSD.
6. Prevratte sestavu [2] a odpojte disk SSD od redukce [3].
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Montaz disku SSD upevnéného v nosici

1. Pripojte redukci [1] k disku SSD a poté disk prevratte [2].

2. Vlozte disk SSD s redukci do prihradky nosi¢e SSD predem opatfeného teplovodivou podlozkou [3].

)

3. Umistéte kryt [1] na nosi¢ disku SSD a namontujte Sroub 'M2*5' [2].

=

4. Prevratte nosi¢ disku SSD [3] a dotahnéte dva Srouby 'M2*5' [4] upeviiujici kryt nosice disku SSD.

5. Namontujte nasledujici sou&asti:

a. Disk SSD (primarni ).
b. Baterie

6. Postupujte podle postupu v ¢asti Po manipulaci uvniti pocitace.
Spodni kryt Sasi

Demontaz spodniho krytu Sasi

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pfed manipulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte nasledujici soucasti:
a. Baterie
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3. Otevrete levé a zadni dvitka k rozhranim /0 [1] a povolte dva Srouby 'M2,5*6' [2] v prostoru zadnich vstupl/vystupd.

4. Demontujte 17 Sroubd 'M2,5*5' ze spodniho krytu Sasi [1] a sejméte spodni kryt Sasi [2] z pocitaCe.

Montaz spodniho krytu Sasi

1. Umistéte spodni kryt Sasi pfes spodni zakladnu [1] pocitace.
2. Primontujte 17 Sroubl 'M2,5*5' skrz spodni kryt Sasi.

Demontaz a instalace soucasti 67



3. Dotahnéte dva Srouby 'M2,5*6' [1] v prostoru zadnich rozhrani I/0 a zavfete zadni a leva dvitka k rozhranim /0 [2].

4. Namontujte nasledujici soucasti:
a. Baterie
B. Postupujte podle pokynl v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.
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Klavesnice

Vyjmuti klavesnice

1. Postupujte podle pokynt v ¢asti Pred manipulaci uvnitf pocitace.
2. Vyjméte baterie.
3. VySroubuijte Sest Sroubl 'M2,5*5' z klavesnice [1] a uvolnéte ji zapaenim za spodni okraj klavesnice [2].

5. VySroubujte Ctyfi Srouby 'M2*3' [1] z krytu kldvesnice a vyjméte jej z pocitace [2].
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6. Odlepte pasku z konektor FPC kabelll kldvesnice a podsviceni [1] a odpojte je od z&kladni desky [2].

@l POZNAMEKA: K pristupu ke konektortim FPC klavesnice a podsviceni na zakladni desce mozna bude zapotiebi pouit pinzetu.

7. Oddélte klavesnici od systému [3].

Montaz klavesnice

1. Umistéte klavesnici do polohy pro montaz [1] a pfipojte konektory FPC klavesnice a podsviceni k zakladni desce [2].
2. Zabezpecte konektory FPC klavesnice a podsviceni pomoci izolacni pasky [3].
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3. Umistéte kryt klavesnice [1] a pFipevnéte jej k Sasi dotaZenim &tyF Sroubll 'M2*3' [2].
4. Preklopte klavesnici [3] do polohy na Sasi [3].

B. Posurite klavesnici smérem k displeji LCD [1] tak, aby se odkryly otvory pro Srouby [2].
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7. Postupujte podle postupu v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

karta WWAN

Vyjmuti karty WWAN

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvnit pocitace.
2. Demontujte nasleduijici soucéasti:
a. Baterie
b. Spodni kryt Sasi
3. Demontujte Sroub 'M2*3' [1], sejméte kovovy drzak [2] z karty WWAN.
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4. Odpojte kabely antény [3] a vyjméte kartu WWAN [4] ze slotu M.2 na zakladni desce.

Montaz karty WWAN

1. Viozte kartu WWAN do slotu M.2 [1] na zékladni desce a pripojte kabely antény [2].
2. Zajistéte kartu WWAN pomoci kovového drzéaku [3] a dotazenim Sroub M2,3 [4] pfipevnéte kartu WWAN k zékladni desce.

3. Namontujte nasledujici soucésti:
a. Spodnf kryt Sasi
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b. Baterie
4. Postupuijte podle postupu v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Karta WLAN

Vyjmuti karty WLAN

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvnit pocitace.
2. Demontujte nasledujici soucasti:
a. Baterie
b. Spodni kryt Sasi
3. Demontujte Sroub 'M2*3' [1] a sejméte kovovy drzak [2] z karty WLAN.
4. Odpojte kabely antény [3] a vyjméte kartu WLAN ze slotu M.2 [4] na zakladni desce.

Vlozeni karty sité WLAN

1. Vlozte kartu WLAN do slotu M.2 [1] na zakladni desce a pripojte kabely antény [2].
2. Umistéte kovovy drzak na kartu WLAN [3] a zajistéte jej pomoci Sroubu 'M2*3' [4].
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3. Namontujte nasledujici soucéasti:
a. Baterie
b. Spodni kryt Sasi
4. Postupujte podle postupu v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

GPS (Global Positioning System)

Demontaz modulu GPS

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvnitf pocitace.
2. Demontujte nasledujici soucasti:
a. Baterie
b. Spodni kryt Sasi
C. Zadnideskal/O
3. Uvolnéte doplrikoveé kabely [1] karet WLAN a WWAN a odpojte kabel antény [2] z modulu GPS.
4. Uvolnéte hlavni kabely antény [3] a povolte Sroub 'M2,5*5' [4], abyste mohli oddélit drZzék RF [5] od z&kladni desky.
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5. Odlepte indukéni pasku z konektoru FPC kabelu modulu GPS [1] a odpojte konektor FPC kabelu modulu GPS [2] od modulu GPS.
6. OdsSroubujte dva Srouby 'M2,5*5' [3] a oddélte modul GPS [4] od zakladni desky.

Montaz modulu GPS

1. Vyrovnejte modul GPS na z&kladni desce a pripevnéte jej dotaZzenim dvou Sroubl 'M2,5*5° [2].
2. Pripojte, FPC kabel modulu GPS (nejprve k zakladni desce) [3] a zajistéte jej kouskem péasky [4].
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3. Umistéte drzak RF [1] na zakladni desku a upevnéte jej jednim Sroubem 'M2,5*5' [2].
4. Vedte aux kabely pro karty WLAN a WWAN skrz drzék RF [3].
B. Pripojte kabel antény [4] k modulu GPS a ved'te hlavni kabely antény [5] skrz drzak RF.

6. Namontujte nasledujici sou&asti:
a. Zadnideska /O
b. Spodni kryt Sasi
c. Baterie
7. Postupujte podle pokynl v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.
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pamétové moduly,

Vyjmuti pamétového modulu

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte nasleduijici soucasti:

a. Baterie
b. Spodni kryt Sasi
3. Zatdhnéte za Uchyty pamé&tového modulu [1] tak, aby doslo k uvolnéni modulu z patice pamé&tového modulu [2] na zakladni desce.

Vlozeni paméti

1. Zarovnejte zarez pamétového modulu s vycnélkem patice pamétového modulu [1] a zasurite modul pod ostrym Ghlem a poté zatlacte
na modul [2] tak, aby jej zajistily upevrnovaci svorky.
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2. Namontujte nasledujici souc¢asti:

a. Baterie
b. Spodni kryt Sasi
3. Postupujte podle postupu v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Knoflikova baterie

Vyjmuti knoflikové baterie

1. Postupujte podle pokynl v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte nasleduijici soucéasti:
a. Spodni kryt Sasi
b. Baterie
3. @ POZNAMKA: Vyjmuti nebo odpojeni knoflikové baterie mlize zplsobit resetovani zékladni desky / systému BIOS / systémového
Casu na vychozi hodnoty nebo zapnout Sifrovani BitLocker Ci podobna zafizeni s bezpe€nostnim protokolem.

Odpojte konektor knoflikové baterie od zakladni desky [1] a vyjméte ji ze systému [2].
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Montaz knoflikové baterie

1. Vlozte knoflikovou baterii [1] a pFipojte konektor knoflikové baterie k z&kladni desce [2].

2. Namontujte nasledujici souc¢asti:
a. Spodnf kryt Sasi
b. Baterie
3. Postupujte podle postupu v Easti Po manipulaci uvnitf pocitace.
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Sestava ventilatoru chladice PCle

Demontaz sestavy ventilatoru chladice PCle

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte nasleduijici soucasti:

a. Baterie
b. Spodni kryt Sasi
3. Odpojte kabel ventiltoru [1] a povolte Styfi Srouby 'M2*3' pouzdra ventilatoru [2].

4. Povolte sedm Sroubl 'M2,5*5' [1] potrubi chladi¢e a odstrarite sestavu chladi¢e PCle z pocitace [2].

5. VySroubujte Ctyfi Srouby M2x3 [1] a oddélte chladi¢ od ventiltoru [2].
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Montaz sestavy ventilatoru chladice PCle

1. Namontuijte ventildtor na sestavu chladiCe [1] a pfipevnéte jej Ctyfmi Srouby M2x3 [2].
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2. Pripevnéte sestavu chladi¢e PCle [1] k pocitaci a priSroubujte sedm Sroubd 'M2,5*5' k potrubi chladice [2].

3. PFiSroubujte tfi Srouby 'M2*3' k pouzdru ventilatoru [1] a pfipojte kabel ventilatoru [2].
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4, Namontujte nasledujici soucasti:
a. Spodni kryt Sasi
b. Baterie
5. Postupujte podle pokynl v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Konzola primarniho disku SSD

Vyjmuti konzoly primarniho disku SSD

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pfed manipulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte nasledujici soucasti:
a. Baterie
b. disk SSD
¢. Spodni kryt Sasi
d. Sestava chladice PCle
3. Sloupnéte indukeni pasku z konektoru FPC [1] pro pFipojeni disku SSD k zakladni desce a odpojte jej [2].
4. Demontujte 4 Srouby 'M2*3' [3] a odstrarite je z pocitaCe [4].
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Montaz konzoly primarniho disku SSD

1. Umistéte konzolu primarniho disku SSD na zakladni desku [1] a pripojte k zakladni desce konektor kabelu FPC disku SSD [2].
2. Zabezpecte pripojeni kabelu FPC kouskem péasky [3] a naSroubuijte &tyfi Srouby 'M2*3' [4], jimiz konzolu pripevnite k zakladni desce.

3. Namontujte nasledujici sou&asti:
a. Sestava ventilatoru chladice PCle
b. Spodni kryt Sasi
¢. disk SSD
d. Baterie
4. Postupujte podle pokynd v Easti Po manipulaci uvniti pocitace.
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Sestava dokovaciho portu

Demontaz sestavy dokovaciho portu

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte nasleduijici soucéasti:
a. Baterie
b. Spodni kryt Sasi
c. Sestava chladice PCle
3. Odlepte péasku kryjici konektor FPC sestavy dokovani [1] a odpojte konektor FPC [2].

4. Odpojte kabely antény od propojovacich konektort RF [1] a uvolnéte kabely antény [2] z kanélk( vedeni kabelll na sestavé dokovani.

86 Demontaz a instalace soucasti



B. Demontujte dva Srouby 'M2,5*5' [1] a oddélte sestavu dokovaci desky od Sasi [2].

Montaz sestavy dokovaciho portu

1. Umistéte sestavu dokovaciho portu [1] a pfimontuijte ji pomoci dvou Sroubt 'M2,5*5' [2] k z&kladni desce.

2. Pripojte konektor FPC dokovaci sestavy [1] a zabezpe&te jej pomoci kousku pasky [2].
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3. Zajistéte kabely antény pomoci kanalk( vedeni [1] a pfipojte je k propojovacim konektordm RF[2].

4. Namontujte nasledujici sou&asti:
a. Sestava chladice PCle
b. Baterie
¢. Spodnfikryt Sasi
B. Postupujte podle pokynl v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.
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Sestava chladice

Demontaz sestavy chladice

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte nasleduijici soucéasti:

Baterie

Spodnf kryt Sasi

Karta WLAN

karta WWAN

Sestava ventilgtoru chladice PCle

Sestava dokovaciho portu

3. @ POZNAMKA: Systém m(iZe mit n&kterou z vice sestav chladide, v zavislosti na objednané konfiguraci systému.

~o o000

Sestava

chladic¢e DSC

Uvolnéte kabely antény z Uchytl na potrubi chladice.
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4. Demontujte pét Sroubd M2,5x5 [1] a dva Srouby M1,6x5 [2] z chladiciho modulu.
B. Vyjméte sestavu chladice z pocitace [3].

@l POZNAMKA: U desek se samostatnou paméti je pouzit jiny typ sestavy chladice nez u desek s paméti UMA.

Montaz sestavy chladice

1. Namontujte sestavu chladice [1] do pocitace a utdhnéte dva Srouby M1,6x5 [2] s vystouplou hlavou pobliz procesoru.
2. Primontujte chladici modul pomoci péti jisticich Sroubl M2,5x5 [3] k zakladni desce.
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3. Zachytte kabely antény do Uchytl na potrubf chladice.

4. Namontujte nasledujici soucésti:

oo oo

f.

5. Postupujte podle pokynl v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Sestava dokovaciho portu
Sestava chladi¢e PCle
karta WWAN

Karta WLAN

Spodni kryt Sasi

Baterie
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Zadni vstupne-vystupni deska

Demontaz zadni desky 170

1.

5.

92

Postupuijte podle pokynt v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
@ POZNAMKA: K demontazi & montazi Sroubd s vystouplou hlavou umist&nych v oblasti zadnich rozhrani 170 je nutné pouzit
nastrény Klic velikosti 5 mm.

Demontujte néasledujici soucésti:
Baterie

Karta WLAN

Karta WWAN

Sestava ventilatoru chladice PCle
Sestava dokovaciho portu
Spodnf kryt Sasi

~o Qo000

Nasledujici polohy Sroubti s epoxidovou hlavou vyzadujici velké soustfedéni. Tyto Srouby se obtizné
demontuji a béhem vyjimani mtize dojit k jejich poSkozeni. Aby nedoslo k poskozeni Sroubt a okolnich plastt, pouzijte
pro jednotlivé typy Sroubt spravny Sroubovak.

Povolte dva Srouby s epoxidovou hlavou na sériovém portu v prostoru zadnich rozhrani |70 [1].
Sloupnéte indukéni pasku z konektoru FPC kabelu desky 1/0 [2] a odpojte jej [3] od zakladni desky.

VySroubujte tFi Srouby 'M2.5*5' [1] a vyjméte desku I/0 z pocitace [2].
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Montaz zadni desky 170

1. PFrimontujte desku I/0 k zékladni desce a protadhnéte sériovy port skrz kryci stitek [1].
2. Upevnéte desku |70 tFfemi Srouby 'M2,5*%5' [2].

3. PFiSroubujte dva Srouby s epoxidovou hlavou k sériovému portu [1] v prostoru zadnich rozhrani 1/0.
4. Pripojte FPC kabel desky /0 [2] k zakladni desce a poté k desce |/0 [3] a zabezpecte jej kouskem pasky [3].
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5. Namontujte nasledujici sou&asti:
Sestava dokovaciho portu
Sestava ventilatoru chladice PCle
Karta WWAN

Karta WLAN

Spodnf kryt Sasi

Baterie

-9 a0 oo

6. Postupujte podle pokynl v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

~ (-]

Kryty zaveésu

Sejmuti krytd zavésu

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte nasledujici soucasti:
a. Baterie
b. Spodni kryt Sasi
¢. Chlazeni
8. Demontujte dva Srouby 'M2,5*5' na obou stranach [1] a nadzvednéte drzaky [2], abyste je mohli odstranit z pocCitace.
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4. Stlacte zapadku [1] a otevrete viko s displejem LCD [2].

5. DrZte viko s displejem LCD oteviené v poloze s tupym Uhlem a zatlacte na kryty zav&sl zezadu, abyste je mohli odstranit z pocitace.
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Nasazeni krytu zavésu

1. Stlacte zapadku [1] a oteviete viko s displejem LCD [2].

2. Ponechejte viko s displejem LCD otevrené v poloze s tupym Uhlem a zepredu nasadte kryty zavési tak, aby zacvakly na misté.
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3. Umistéte drzéky [1] na misto a zajistéte je na obou stranach pomoci Sroubu 'M2,5*5' [2].

4. Namontujte nasledujici soucésti:
a. Chlazeni
b. Spodnikryt Sasi
c. Baterie
B. Postupujte podle pokynl v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.
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Sestava displeje

Demontaz sestavy displeje

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.

2. Demontujte nasleduijici soucéasti:
a. Baterie

Spodnf kryt Sasi

Sestava chladice PCle

Sestava dokovaciho portu

Karta WLAN

Karta WWAN

Modul GPS

Sestava chladice

i. Kryty pantQ

T@-0oao00T

3. Vysroubujte dva Srouby 'M2*3' [1] z drzaku EDP a prevratte jej vrchni stranou dold [2].

4, Nasledujici polohy Sroubt s epoxidovou hlavou vyZadujici velké soustfedéni. Tyto Srouby se obtizné
demontuji a béhem vyjimani mize dojit k jejich poskozeni. Aby nedoslo k poskozeni Sroubt a okolnich plastt, pouzijte
pro jednotlivé typy Sroubt spravny sroubovak.

Zatahnéte za kabel EDP, odpojte jej od zakladni desky [3] a vySroubuijte dva epoxidové Srouby 'M2*3' [4], jimiz jsou pFipevnény zavesy
k sestave zakladny [5].

5. Otevrete viko s displejem LCD.
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6. A VYSTRAHA: Nasledujici polohy Sroubti s epoxidovou hlavou vyZaduijici velké soustfedéni. Tyto Srouby se obtizné
demontuji a béhem vyjimani maze dojit k jejich poskozeni. Aby nedoslo k poskozeni Sroubt a okolnich plasti, pouzijte
pro jednotlivé typy Sroubd spravny Sroubovak.

Povolte dva epoxidové Srouby na pantech [1] a oddélte sestavu displeje LCD od poditace [2].
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Montaz sestavy displeje

1. PriloZte sestavu displeje k zavésim pod tupym Uhlem v{ci zékladné [1] a priSroubujte ji dvéma epoxidovymi Srouby na levé [2] a pravé
strang [3].
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3. Pripojte EDP kabel [3] k zakladni desce a umistéte drzak EDP kabelu na kabel [4].
4. PriSroubuijte dva Srouby 'M2*3' [5] a pfipevnéte drzak EDP kabelu k zakladni desce.

5. Namontujte nasledujici sou&asti:
a. Kryty pantQ
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Chladi¢

Karta GPS

Karta WLAN

Karta WWAN

Sestava chladice PCle
Sestava dokovaciho portu
Spodni kryt Sasi

i. Baterie

T@ o000

6. Postupujte podle pokynl v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Sestava €elniho a zadniho krytu displeje LCD

Demontaz sestavy displeje LCD s ¢elnim a zadnim krytem displeje

1. Postupujte podle pokynl v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte nasledujici soucasti:

Baterie

Spodnf kryt Sasi

Karta WLAN

Karta WWAN

Sestava chladice PCle

Sestava dokovaciho portu

Chladi¢

Kryty pantd

. Sestava displeje

3. Povolte 12 Sroubl 'M2,5' ze zadniho krytu.

T 0 Q000w

4. Nasledujici polohy Sroubi s epoxidovou hlavou vyzadujici velké soustiedéni. Tyto Srouby se obtizné
demontuji a béhem vyjimani mtize dojit k jejich poSkozeni. Aby nedoslo k poSkozeni Sroubt a okolnich plastt, pouzijte
pro jednotlivé typy Sroubt spravny Sroubovak.

Demontujte &tyfi Srouby 'M2,5' s epoxidovym poviakem, které upevriuji Celni kryt k zadnimu [1], a zapa&te za spodni hranu ¢elniho
krytu, abyste od sebe tyto dvé diléi sestavy oddélili [2].
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B. Odlepte pasku z konektord panelu LCD [1] a otevrete zdpadku konektoru [2], abyste kabel EDP [3] mohli odpojit od panelu LCD.
6. Odlepte reflexni pasku [4] z panelu LCD a konektoru dotykového senzoru [5] a odpojte kabel od desky [6].

Montaz sestavy displeje LCD s ¢elnim a zadnim krytem displeje

1. Nasadte kabel EDP [1] na konektor LCD a zavrete jistici prvek [2].
2. Zabezpecte konektor pomoci kousku pasky [3] a prilepte reflexni pasku na obrazovku displeje [4].
3. Pripojte kabel FadiGe dotykového oviadani [5] a prilepte kousek izolagni pasky na konektor [6].
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4. Zarovnejte Celni kryt se zadnim krytem [1] a pfipevnéte je k sobé& péti Srouby M2,5 s epoxidovym poviakem [2].
L

B. PriSroubuijte 12 Sroubl 'M2,5', jimiz pripevnite zadni kryt k sestaveé displeje LCD s ¢elnim krytem.
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6. Namontujte nasledujici souc¢asti:
a. sestava displeje
b. Kryty pantd
c. Chladi¢
d. Sestava chladice PCle
e. Sestava dokovaciho portu
f. Karta WWAN
g. Karta WLAN
h. Spodni kryt Sasi
i. Baterie
7. Postupujte podle pokynl v ¢asti Po manipulaci uvniti pocitace.

Mikrofon

Demontaz mikrofonu

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte nasledujici soucasti:

Baterie

Spodni kryt Sasi

Pamét

Karta WLAN

karta WWAN

Sestava chladice PCle

Sestava dokovaciho portu

Chlazeni

Kryty zavést

sestava displeje

Sestava ¢elniho a zadniho krytu displeje LCD

o

T T SQ 000

3. Odlepte péasku kryjici rozsirujici desku s mikrofonem [1] a odSroubujte dva Srouby M2x3 [2], abyste mohli rozsifujici desku [3] otocit
vrchni stranou dolU.
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106

ontaz mikrofonu

PFipojte kabel EDP k rozsifujici desce s mikrofonem [1] a zabezpedte jej pomoci kousku pasky [2].
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2. Otocte rozsitujici desku s mikrofonem na zadnim krytu [1] a dotahnéte ji dvéma Srouby 'M2*3' [2].

3. Upevnéte rozsirujici desku s mikrofonem kouskem reflexivni pasky na obou koncich [3] k zadnimu krytu displeje LCD.

4, Namontujte nasledujici soucasti:

o

T TQ e a0 0T

Sestava displeje LCD s ¢elnim krytem
sestava displeje

Kryty zavésl

Chlazeni

Sestava chladice PCle

Sestava dokovaciho portu

karta WWAN

Karta WLAN

Spodni kryt Sasi

Baterie
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B. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Kamera

Demontaz kamery

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pfed manipulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte nasledujici soucasti:

Baterie

Spodni kryt Sasi

Pamét

Karta WLAN

karta WWAN

Sestava chladice PCle

Sestava dokovaciho portu

Chlazeni

Kryty zavést

sestava displeje

Sestava ¢elniho a zadniho krytu displeje LCD

o

XT T SQ o000

3. Odlepte reflexni pasku [1] z modulu kamery a izolagni pasku upevriujici kabel EDP [2] k modulu kamery.

4. Odpojte kabel EDP z modulu kamery [3] a odSroubujte dva Srouby 'M2*3' [4].
5. Nadzvednéte modul kamery ze zadniho krytu [5] a oddélte jej od poditace.

AN AN

Nedotykejte se objektivu kamery pritavené k sestavé displeje LCD s ¢elnim krytem.

Montaz kamery

1. Umistéte modul kamery [1] na zadni kryt a pfimontujte jej pomoci dvou Sroubd 'M2*3° [2].
2. Pripojte kabel EDP k modulu kamery [3] a prilepte kus izolacni pasky [4] na konektory EDP.
3. Pajistéte upevnéni modulu kamery k zadnimu krytu kouskem reflexni pasky [5].
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4. Namontujte nasledujici sou&asti:
Sestava displeje LCD s ¢elnim krytem
sestava displeje

Kryty zavést

Chlazeni

Sestava chladice PCle
Sestava dokovaciho portu
karta WWAN

Karta WLAN

Spodnf kryt Sasi

j. Baterie

" TQ P Q0o

5. Postupujte podle postupu v Easti Po manipulaci uvniti pocitace.

Prihradka na baterii

Demontaz prihradky na baterii

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pfed manipulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte nasledujici soucasti:
a. Baterie
b. Spodni kryt Sasi
C. Sestava chladice PCle
3. PFi demontazi kabelu bud'te velmi opatrni, nebot kvili mimoradné omezenému prostoru mize snadno
dojit k pFiskFipnuti nebo ohnuti kabelu a naslednému poskozeni.

Odpojte oba konektory baterie od zakladni desky.
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4. Demontujte , pét Sroubld M2,5x5 [1] a devét Sroubl M2,5x3 [2], které upevriuji pfihradku na baterii k Sasi, a nadzvednéte prihradku [3],
abyste ji oddélili od pocitace.

Montaz prihradky na baterii

1. Vlozte prihradku na baterie [1] do pocitace a dotahnéte pét Sroubl M2,5x5 [2] a devét Sroubl M2,5x3 [3], abyste ji pripevnili k Sasi.
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2. Pripojte kabely baterie k zakladni desce.

3. Namontujte nasledujici sou&asti:
a. Sestava chladice PCle
b. Baterie
¢. Spodnfikryt Sasi
4. Postupuijte podle pokyn( v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Leva deska I/0

Demontaz levé rozsirujici desky 170

1. Postupujte podle pokynl v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
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2. Demontujte nasledujici soucasti:

a. Baterie

b. Spodni kryt Sasi

¢. Sestava ventilatoru chladice PCle

d. Prihradka na baterii
3. Odlepte péasku [1], odpojte konektor FPC kabelu levé rozsirujici desky 1/0 [2] od zakladni desky.
4. Odpojte kabel reproduktort od levé rozsirujici desky 1/0 [3].
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2. Pripojte kabel FPC k zakladni desce [1] a zabezpectte jej kouskem izolacni pasky [2].
3. Pripojte kabel reproduktort k levé rozsitujici desce 170 [3].

4. Namontujte nasledujici soucésti:
a. Prihradka na baterii
b. Sestava ventildtoru chladi¢e PCle
c. Spodni kryt Sasi
d. Baterie
B. Postupujte podle pokynl v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.
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Cipova karta

Demontaz ctecky Cipovych karet

1. Postupujte podle pokynl v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte nasleduijici soucéasti:
a. Baterie
b. Spodnikryt Sasi
c. Sestava chladice PCle
d. Prihréddka na baterii
3. Odstrarite pasku z konektoru &tecky Cipovych karet [1] a odpojte ji [2] od desky USH.
4. Odstrarite pasku z konektoru ¢tecky otiskl prstl [3] a odpojte ji od desky USH [4].

B. OdSroubuijte dva Srouby 'M2*3' [1], jimiz je deska USH pripevnéna k dolni zékladné, a otoCte desku vrchni stranou doll [2].
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7. Povolte tyfi Srouby 'M2*3' [1] a odstrarite ¢tecku Cipovych karet [2] z pocitaCe.
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Montaz ctecky Cipovych karet

1. Protadhnéte Ctecku Cipovych karet skrz kryci Stitek desky 1/0 [1] a pfiSroubuijte CtyFi Srouby M2x3, jimiz ji pfipevnite ke spodnimu Sasi

[2].

2. Pripojte FPC kabel ¢tecky Cipovych karet ke spodni strané desky USH [1] a zabezpecte jej kouskem pésky [2].
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4. Pripojte konektor ¢teCky otiskl prstd [1] a zabezpedte jej kouskem pasky [2].

B. PFipojte konektor &tecky Cipovych karet [3] k desce USH a zabezpecCte jej kouskem péasky [4].
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6. Namontujte nasleduijici soucasti:
a. Prihradka na baterii
b. Sestava chladice PCle
€. Spodni kryt Sasi
d. Baterie
7. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Po manipulaci uvniti pocitace.

Reproduktor

Demontaz reproduktoru

1. Postupujte podle pokynl v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.

2. Demontujte nasleduijici soucéasti:

Baterie

Spodni kryt Sasi

Sestava chladice PCle

Leva rozsirujici deska 1/0

Prihradka na baterii

3. Demontujte dva Srouby 'M2,5*7' [1] a vyjméte reproduktor z pocitaCe [2].

a0 oTo

118 Demontaz a instalace soucasti



Montaz reproduktort

1. Umistéte reproduktory [1] na prislusné misto pocitaCe a primontujte je pomoci dvou Sroubl 'M2,5*7' k zakladné [2].

2. Namontujte nasledujici souc¢asti:

Prihradka na baterii

Leva rozsitujici deska 1/0

Sestava chladice PCle

Sestava dokovaciho portu

Spodni kryt Sasi

Baterie

3. Postupujte podle pokynl v Easti Po manipulaci uvnitf pocitace.

~P Q00T
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Zakladni deska

Demontaz zakladni desky

@ POZNAMKA: Tento systém nelze rozebrat vice. Je-li zapotrebi pFistup k nize ulozenym soucastem, vymente sestavu zakladny
v souladu s podrobnostmi objednavky.

1. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvnit pocitace.
2. Demontujte nasleduijici soucéasti:
Baterie

Spodni kryt Sasi

Klavesnice

Sestava chladice PCle
Sestava dokovaciho portu
Priméarni disk SSD

Chladi¢

Pameét

Karta WLAN

Karta WWAN

Modul GPS

Konzola primarniho disku SSD
m. Prihradka na baterii

n. Zadnideska /O

3. Odlepte nalepku [1] a odpojte kabel dotykové podlozky od zakladni desky [2].

o

X TS 000

4. Odlepte péasku [1] a odpojte kabel FPC zadni desky 1/0 [2] od zakladni desky.
5. Odlepte pasku [3] a odpojte kabel LED indikatoru stavu baterie [4] od zakladni desky.
6. Odlepte pasku [5] a odpojte konektor kabelu FPC dokovaciho rozhrani [6] od zakladni desky.
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8. Odlepte pasku [1] a odpojte kabel tlacitka napéjeni [2].

9. Odlepte pasku [3] a odpojte kabel desky USH a dotykové podlozky [4] od z&kladni desky.
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10. OdSroubujte dva Srouby 'M2#*3' [1] a odstrarite drzak EDP [2] ze z&kladni desky.
1. Odpojte kabel EDP pomoci vytahovaciho poutka [3] a odpojte napéjeci kabel [4] od zakladni desky.

12. Nasledujici polohy Sroubt s epoxidovou hlavou vyZzadujici velké soustfedéni. Tyto Srouby se obtizné
demontuji a béhem vyjimani mize dojit k jejich poskozeni. Aby nedoslo k poskozeni Sroubt a okolnich plastt, pouzijte
pro jednotlivé typy Sroubul spravny Sroubovak.

Demontujte dva Srouby s epoxidovou hlavou v prostoru zadnich rozhrani 170 [1].
13. OdSroubujte dva Srouby 'M2,5*5' a dva Srouby 'M1,6*3,0' [2], abyste mohli odstranit drzak portu USB Type- C [3] ze zakladni desky.
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14. OdSroubuijte osm Sroubt M2,5x5 [1] a jeden Sroub M2x3 [2] ze zakladni desky a vyjméte zakladni desku ze Sasi [3].
1 1

Montaz zakladni desky

1. P¥iinstalaci zakladni desky nejprve prostrcte sériovy port zakladni desky skrz otvor v Sasi [1] a poté desku pripevnéte priSroubovanim
osmi Sroubl 'M2,5*5' [2] a jednoho Sroubu 'M2*3' [3].
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2. P¥iSroubujte dva Srouby s epoxidovou hlavou k sériovému portu v prostoru zadnich rozhrani 1/0 [1].

POZNAMKA: P¥i instalaci zakladni desky musi technici zabranit priskFipnuti kabell baterii (1. a 2. baterie) a kabelti FPC (levy kabel
FPC 170 a kabel FPC &teCky karet ExpressCard) pod zékladni desku.

Umistéte drzak portu USB Type-C [2] a pripevnéte jej priSroubovanim dvou Sroubl 'M2,5*5' a dvou Sroubd 'M1,6*3.0' k zakladni
desce [3].

4. Pripojte kabel EDP [1] a umistéte kovovy drzak [2] pres konektor EDP na zakladni desce.
B. PriSroubovanim dvou Sroubl 'M2*3' [3] drzak pripevnéte k zakladni desce a poté k ni pripojte napéjeci kabel [4].
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6. Pripojte kabel tladitka napdjeni [1] a zabezpedte jej pomoci kousku pasky [2].
7. Pripojte kabely desky USH a dotykové podlozky [3] k zakladni desce a zabezpeclte je kouskem péasky [4].

8. Pripojte kabel FPC levé desky I/0 [1] a zabezpecte jej kouskem pasky [2].
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9. Pripojte kabel FPC zadni desky 1/0 [1] a zabezpecte jej kouskem pésky [2].
10. Pripojte kabel LED indikatoru stavu baterie [3] a zabezpecte jej kouskem péasky [4].
1. PFipojte konektor FPC dokovaci sestavy [5] a zabezpecte jej kouskem péasky [6].

12. Pripojte konektory dotykové podlozky k zakladni desce [1] a zabezpectte je kouskem pésky [2].
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13. Namontujte nasledujici sou&asti:

33T FXT T 5SQ 002000

14. Postupujte podle pokynl v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Sestava dolni zakladny

1. Postupujte podle pokynl v ¢asti Pfed manipulaci uvniti pocitace.
2. Chcete-li vymeénit spodni dolni z&kladnu, demontujte ze staré zakladny tyto soucéasti:

o

T TQ e Q00T

Zadni deska 1/0
Prihradka na baterii
Konzola primarniho disku SSD
Modul GPS

Karta WWAN

Karta WLAN

Pamét

Chladi¢

Primarni disk SSD
Sestava dokovaciho portu
Sestava chladi¢e PCle
Klavesnice

. Spodnf kryt Sasi

Baterie

Rukojet

Dvirka se zapadkou
Baterie

Primérni disk SSD
Spodni kryt Sasi
Klavesnice

Karta WWAN
Karta WLAN
Modul GPS

]

Pameét
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Knoflikova baterie
Sestava chladice PCle
. Konzola priméariho disku SSD
Sestava dokovaciho portu
Sestava chladice
Zadni deska 170
Sestava displeje
Konzola primarniho disku SSD
Prinradka na baterii
Leva deska 170
Cipova karta
. Z&kladni deska
3. Pripojte zpét:

SEfoe QDO 3—F

Vypina&
Reproduktory
Napajeci kabel
Deska USH
Dotykova podlozka

@l POZNAMKA: PFesné viastnosti dilich soucésti pouZitych v sestavé dolniho Sasi naleznete v podrobnostech objednéavky.

4. Na novou zakladnu nainstalujte nasleduijici sou¢asti:
Zakladni deska
Cipové karta
Leva deska |70
Prihradka na baterii
Konzola priméarniho disku SSD
Sestava displeje
Zadni deska 170
Sestava chladice
Sestava dokovaciho portu
Konzola primarniho disku SSD
Sestava chladice PCle
Knoflikova baterie

. Pamét
Modul GPS
Karta WLAN
Karta WWAN
Klavesnice

QD OS3I T RARTTSQ@AO Q0T
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r. Spodni kryt Sasi

8. Priméarni disk SSD
t. Baterie

u. Dvitka se zapadkou
v. Rukojet

5. Postupujte podle pokynl v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.
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Diagnostika

Tato kapitola obsahuje podrobné informace o pouziti zabudovanych funkénich prvk( pro odstrariovani potizi k diagnostice systéma.
Obsahuije také seznam instrukci pro voléni diagnostickych metod se souvisejicimi informacemi o jednotlivych metodach.

Témata:

e Diagnostika ePSA

*  Automaticky zabudovany test displeje LCD (BIST)
. Indikétory stavu baterie

*  Diagnostické kontrolky LED

. Cyklus napéjeni sité WiFi

. BIOS Recovery

¢ Aktualizace systému BIOS

¢ Obnova Self-Heal

Diagnostika ePSA

Diagnostika ePSA (zndma také jako diagnostika systému) provadi celkovou kontrolu hardwaru. Diagnostika ePSA je integrovana do
systému BIOS a je spousténa interné systémem BIOS. Integrované diagnostika systému poskytuje sadu moznosti pro konkrétni zafizeni
nebo jejich skupiny a umozni vam:

Spoustét testy automaticky nebo v interaktivnim rezimu

Opakovat testy

Zobrazit nebo ukladat vysledky testd

Prochazet testy a vyuzitim dalSich mozZnosti testu ziskat dodatec¢né informace o zarizenich, u kterych test selhal

Prohlizet stavové zpravy s informacemi o UspeSném dokonceni testu

Prohlizet chybové zpravy s informacemi o problémech, ke kterym b&hem testu doslo

@ POZNAMKA: Zobrazi se okno Roz&ifené vyhodnoceni systému pied jeho bootovanim se viemi zafizenimi v poditadi.
Diagnostické testy prob&hnou u v3ech uvedenych zafizeni.

Spusteéni diagnostiky ePSA

Spustte diagnosticky program nékterou z nize uvedenych metod:

e P¥inacteni obrazovky Dell Splash stisknéte klavesu F12 a podrZte ji, dokud se nezobrazi zpréva Zvoleno bootovani diagnostického
rezimu.
oV jednorazové bootovaci nabidce vyberte pomoci Sipek nahoru a doll moznost Diagnostika a stisknéte klavesu Enter.

e Na klavesnici stisknéte a podrzte klavesu Function (Fn) a stisknutim tla€itka napajeni zapnéte systém.

Uzivatelské rozhrani nastroje ePSA

Tato &ast obsahuje informace o zakladni a pokrocilé obrazovce nastroje ePSA 3.0.

Nastroj ePSA po spusténi otevira zakladni obrazovku. Na obrazovku s rozsifenymi mozZnostmi mizete pfepnout pomoci ikony Sipky ve
spodni ¢asti obrazovky. Na obrazovce s rozsifenymi moznostmi jsou ve sloupci vievo zobrazena zjiSténa zarizeni. Specificky test je mozné
zahrnout nebo vyloucit pouze v interaktivnim rezimu.

Zakladni obrazovka nastroje ePSA

Z&kladni obrazovka obsahuje minimalni mnozstvi ovlddacich prvk(, coZ uZivateli poskytuje jednoduchy pristup ke spusténi &i zastaveni
diagnostiky.
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sment [4301.1] Service Tag

(e Product Mame : Latdude ES550
System BIOS - T3
PS4 Buld 4301 1 LIEFI
Serce Tag

Pokrocila obrazovka nastroje ePSA

Obrazovka s rozsifenymi moznostmi umoznuje provadeét presnéji zamerené testy a obsahuje podrobnégjsi informace o celkovém stavu
systému. UZivatel se na tuto obrazovku mUZe dostat potaZenim prstu po obrazovce doleva u systému s dotykovou obrazovkou, nebo
kliknutim na tlacitko pro pfesun na dalsi stranku umisténém v pravém dolnim rohu obrazovky.
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Spusteéni testu na konkrétnim zarizeni Ci spusténi konkrétniho testu

1. Chcete-li spustit diagnosticky test u konkrétniho zafizeni, stisknéte klavesu Esc a kliknutim na tlacitko Ano diagnosticky test ukoncete.

2. Vlevém podokné vyberte pozadované zarfizeni a kliknéte na tlacitko Spustit testy nebo v nabidce Pokroéilé moznosti zahrrite nebo
vylucte néktery test.

Chybové zpravy nastroje ePSA

Pokud diagnostika Dell ePSA za béhu zjisti chybu, prerusi test a otevie nasledujici okno:
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Memory errors detected, but successfully resolved. Location: DIMB A

Continue troubleshooting the system with the information provided below at
dell. comfdiagnostics or with technical support. Use a mobile device to
scan the QR code to continue troubleshooting.

0 Semice Tag BIOS T39
Error Code @ 20000121 [‘};
Walidation : G6649

Continue testing?

Yes |[[_No ][ Rem X

e /volite-li odpoveéd Ano, diagnostika bude pokracovat testovanim dalSiho zafizeni a podrobnosti o chybé budou dostupné v souhrnné
Zprave.
Zvolite-li odpovéd Ne, diagnostika zastavi testovani zbyvajicich neotestovanych zafizeni.
Zvolite-li odpoveéd Opakovat, diagnostika bude ignorovat chybu a zopakuje posledni test.

Zaznamenejte chybovy kod (error code) a potvrzovaci kéd (validation code) nebo nadtéte QR kdd a kontaktujte spole¢nost Dell.

POZNAMKA: Sou&asti nové funkce je také moznost ztlumit pipani zvukového kddu oznamuijiciho vyskyt chyby stisknutim ‘ J
v pravém dolnim rohu okna chyby.

@ POZNAMKA: N&které testy pro konkrétni zafizeni vyzaduji zasah uZivatele. PFi provadéni diagnostickych test(l budte vzdy piitomni
u pocitace.

Ovérovaci nastroje

Tato ¢ast obsahuje informace o postupu ovéreni chybovych kédd SupportAssist ePSA, ePSA nebo PSA.
K ovéreni chybového kodu Ize pouzit dvé nize uvedené metody:

e Online nastrojem Enhanced Preboot System Assessment Validation (rozsifena diagnostika vyhodnoceni systému pred jeho spusténim).
e Nactenim kédu QR pomoci aplikace s Cteckou kédu QR na chytrém telefonu.

Online nastroj k ovéreni chybovych kédu vestavéné diagnostiky SupportAssist,
ePSA nebo PSA

Navod k pouziti

1. UZivatel obdrzi informaci v okné chyby SupportAssist.
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Hard Drwve - Mo Hard Drive detected

Continue troubleshooting the system with the information provided below at
dell.comidiagnostics or with technical support. Ulse a mobila dewice to
scan the OR code to continve troubleshooting.

Semice Tag . B105 0.4.1
Emor Code : 200040141
Walidation : 125870

Confinue testing?

Yoo [ Mo J[ Rey | (0

2. Prejdéte na https://www.dell.com/support/diagnose/Pre-boot-Analysis.

3. Zadejte chybovy kod, potvrzovaci kéd a vyrobni Cislo. Sériové Cislo dilu je volitelné.

Error Code (without Error Code (without 2000-prefix)
2000-prefix) *

Validation Code * Validation Code
Service Tag [ * | Service Tag
Part Serial # (optional) Part Serial # (optional)

View System Requirements and Privacy And Legal Information

POZNAMEKA: Pfi zadavani chybového kédu zadejte pouze posledni 3 nebo 4 &islice kodu. (UZivatel mize zadat napriklad '0142'
nebo 142" misto '2000-0142".)

4. Po zadani v8ech nezbytnych informaci kliknéte na tlacitko Odeslat.
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https://www.dell.com/support/diagnose/Pre-boot-Analysis

Error Code (without 011
2000-prefix) *

Validation Code * 125870

Service Tag [ *

Fart Serial # (optional) Part Serial #

View System Requirements and Privacy And Legal Information

Priklad platného chybového kédu

Vostro 20 All-in-One 3055
Service Tag Express Service Lode: 8

Add o My Preduscts Lt

W differens peoduct
@ Manuals l::-_-:] Waavanty @ Syitem confliguration
Diagnostics
g n Vousr system is cumently Out of Wananty, Flease contact Dell Technical Support for further

msistand.

Support topics &

articles Result: Issues Found.

Dri"u"e rs & dDW n I.Dadﬂ four result risquines attention. Reviev the affected hardvane balow and follow the instructions to

vroubleshoot problems or you may be presented with a request Lo replace pats,

General maintenance Cloar results

4 Meeds Attention: System maintenance -

Parts & accessories

Heads Attention

A patential emar has boen found. Click here tbo view & IS0 of steps that can help resolve your

1551

See full scan results.

Diagnostics Completed

Hardware
Diagrioatic Marme Ervar Code Serial # Aegult
EPSA 141 @ Fadled

Po zadéani spravné informace presmeruje online nastroj uzivatele na vySe uvedenou stranku obsahujici informace o:

e potvrzeni chybového kddu a vysledném vystupu,
e doporucené vymeéné dild,

Diagnostika 135



e platnosti zakaznikovy zaruky Dell,
e referencnim Cisle pripadu, pokud jde o otevieny pfipad s vyrobnim &islem.

Priklad neplatného chybového kédu

Error Code (without 0141
2000-prefix) *

Validation Code * | 123456

Service Tag I *

Part Serial # (optional) | Part Serial # (optional)

A You have entered an invalid eP5SA request, please check your details and try again.

Ovérovaci nastroj QR APP

K ovéreni chybového kédu maze zékaznik kromé nastroje dostupného online pouzit také aplikaci na chytrém telefonu vyuzivajici nactent
kddu QR.

1. Uzivatel ziska kdd QR z chybové obrazovky vestavéné diagnostiky SupportAssist.

2. UzZivatel mdze naskenovat QR kéd pomoci jakékoliv aplikace pro chytry telefon s funkcei ctecky QR kddd.
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Place a barcode inside the viewfinder rectangle to scan it

3. Aplikace s funkci Stecky QR kddl nacte kod a automaticky vygeneruje odkaz. Pokracujte kliknutim na odkaz.
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f g r
L Barcode Scanner ) HISTORY

https://www.dell.com/support/diagnostics/ePSA/
QRScan/ '0141/125870/
e — CNOVH651701634CB0065X01/ID/07506

Open browser Share via email Share via SMS

Vygenerovany odkaz pfesmeéruje zakaznika na webové stranky podpory Dell Support obsahujici informace o:
e potvrzeni chybového kddu a vysledném vystupu,

e doporucené vymeéné dill,

e platnosti zékaznikovy zaruky Dell,

e referencnim Cisle pripadu, pokud jde o otevieny pfipad s vyrobnim &islem.
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Vostro 20 All-in-One 3055
Serdoe Tog Express Service Code;

Add ko My Prediscts Lk

o & different praduct

G:l Manuals {::] Waranty @ System configumation

Diagnostics
n Vouer system s cumently Out of Wamanty, Flease contact Dell Technical Support for further

amssistandoe.

Support topics &

articles Result: Issues Found.
D”\“rers & dgw n I_f_'}ads ‘our result rquines atbention. Risdew the affected hardware below and fallow the instructions to
X troubleshoot problems or you may be presented with a request 1o replace pats,
General maintenance il o

A\ Needs Attention: System maintenance £

Parts & accessories

Heeds Attention

& potential emor has been found, Click here sto view & list of speps that can help resolve your

AT U

See full scan results.

Diagnostics Completed

Hardware

Diagriodtic Marme Ervar Code Serial ¥ Fetile

EPSA 141 © Fadled

Automaticky zabudovany test displeje LCD (BIST)

Notebooky Dell obsahuji zabudovany diagnosticky nastroj, ktery v pripadé abnormalniho chovani obrazovky pomaha urcit, zda jde
o disledek vnitfni zavady displeje LCD, nebo poruchy grafické karty (GPU) a Spatného nastaveni pocitaCe.

Jakmile uvidite na obrazovce abnormalni projevy jako chvéni, zkresleni, problémy s Sistotou obrazu, roztfepeni nebo rozostfeni, vodorovné
Gi svislé pruhy, vyblednuti barev atd., je vZdy vhodné izolovat problém pomoci zabudovaného testu displeje LCD (BIST).

Postup vyvolani testu BIST displeje LCD

Do =

5.
6.
7.

Vypnéte notebook Dell.

Odpojte v8echna periferni zafizeni pripojena k notebooku. Pripojte k notebooku napéjeci adaptér (nabijecku).

Zkontrolujte, Ze na obrazovce LCD nejsou Zadné necistoty ani prachové &astice.

Stisknéte a pridrzte klavesu D a zapnéte notebook tlacitkem Napdajeni, pocitaC tim uvedete do reZimu zabudovaného testu displeje
LCD (BIST). Klavesu D drzte stisknutou, dokud se na obrazovce LCD nezobrazi barevné pruhy.

Na obrazovce se zobrazi nékolik barevnych pruht a barva celé obrazovky se bude ménit na Gervenou, zelenou a modrou.

Peclivé prozkoumejte, zdali se na obrazovce nevyskytuji neobvyklé jevy.

Stisknutim klavesy Esc test ukoncete.

@ POZNAMKA: Diagnostika pred spusténim Dell SupportAssist nejprve vyvola test BIST displeje LCD a bude ekat, dokud uZivatel

nepotvrdi funk&nost displeje LCD.
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Indikatory stavu baterie

Kdyz je pocitac pripojen k elektrické zasuvce, sviti indikator stavu baterie nasledujicim zplisobem:

Stridaveé blika K notebooku je pfipojen neovéreny Ci nepodporovany napajeci adaptér jiného vyrobce nez spolecnosti Dell.
zluty a zeleny

indikator

Stridaveé blika Docasné selhani baterie s pfipojenym napajecim adaptérem.

zluty a trvale sviti
zeleny indikator

Trvale blika zluta  Zavazné selhani baterie s pripojenym napéajecim adaptérem.
kontrolka
Kontrolka nesviti  Baterie je v rezimu pIného nabiti s pFipojenym napéjecim adaptérem.

Sviti zelena Baterie je v rezimu nabijeni s pripojenym napéajecim adaptérem.
kontrolka

Diagnostické kontrolky LED

Tato &ast popisuje diagnostické funkce kontrolky LED baterie v notebooku.

Chyby nejsou oznamovany zvukovymi signaly, ale dvoubarevnou kontrolkou LED baterie. Jedna se o specifickou sekvenci zelenych
zablikani nasledovanych bilymi zablikanimi. Poté se tato sekvence zopakuje.
POZNAMKA: Diagnosticka sekvence sestavéa ze dvouciferného &isla. Nejprve kontrolka LED 1-9krat zablika zelen& a po uplynut
1,5sekundové prestavky, béhem které zhasne, 1-9krat zablika bile. Kontrolky LED néasledné na 3 sekundy zhasnou a poté znovu zahaj

celou sekvenci. Kazdé bliknuti kontrolky LED trvéa 0,5 sekundy.

Pokud systém signalizuje diagnostické chybové kédy, nevypne se. Diagnostické chybové kody maiji vzdy prednost pred ostatnimi funkcemi
kontrolky LED. Napfiklad, kdyZz kontrolka LED na notebooku signalizuje diagnostické chybové kddy, neoznamuije vybitou baterii ani poruchu
baterie:

Tabulka 22. Sekvence blikani kontrolky LED

Sekvence blikani Popis problému Doporucené reseni

Zelena Bila

2 1 procesor Selhani procesoru

2 2 Z&kladni deska, pamét ROM | Z&kladni deska, véetné

systému BIOS poskozeni systému BIOS

nebo selhani paméti ROM

2 3 Pameét Z&dna pamét / nenalezena
pamét RAM

2 4 Pamét Chyba paméti / chyba
paméti RAM

2 5 Pamét Nainstalovana neplatna
pamét

2 6 Zakladni deska; Cipové sada | Chyba zékladni desky /
Cipové sady

2 7 Displej Doslo k selhani displeje

3 1 Chyba napgjeni RTC Selhani knoflikové baterie

3 2 PCl/Video Chyba rozhrani PCI /
grafické karty / Cipu

3 3 Obnoveni systému BIOS 1 Bitové kopie pro obnoveni
systému nebyla nalezena.
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Tabulka 22. Sekvence blikani kontrolky LED (pokracovani)

Sekvence blikani Popis problému Doporucené reSeni

Zelena Bila

3 4 Obnoveni systému BIOS 2 Bitova kopie pro obnoveni
systému byla nalezena, ale je
neplatna.

3 5 Zavada napéjeci vétve Sekveneni selhani napajeni
na mikrokontroléru EC

3 6 Z&vada SBIOS Flash Systém SBIOS zjistil
poskozeni paméti flash.

3 7 Chyba ME Prekroceni Casového limitu
pri ¢ekani na odpoved ME
na zpravu HECI.

Cyklus napajeni sité WiFi

Pokud pocita¢ nemUze pristupovat k internetu kvdli problému s konektivitou Wi-Fi, miZete provést restart napéjeni sité Wi-Fi. Nasledujici
postup obsahuje kroky potrebné k provedeni restartu napajeni sité Wi-Fi.

@ POZNAMKA: Néktef( poskytovatelé internetového pripojeni poskytuji kombinované zafizeni modem-smérovad.

Vypnéte pocitac.

Vypnéte modem.

Vypnéte bezdratovy smérovac.
Pockejte 30 sekund.

Zapnéte bezdratovy smérovad.
Zapnéte modem.

No o NN

Zapnéte pocitac.

BIOS Recovery

Nastroj BIOS Recovery je ur€en k opravam hlavniho systému BIOS a nelze jej pouzit, pokud je poSkozeny zavadéc¢. Néastroj BIOS Recovery
nebude fungovat, pokud doslo k poSkozeni ovladace EC, ME nebo jinym potizim hardwaru. Aby mohla funkce BIOS Recovery fungovat,
musi byt bitova kopie BIOS Recovery dostupna na nezasifrovaném oddilu disku.

Funkce navratu k predchozi verzi systému BIOS

Na pevném disku jsou uloZzeny dvé bitové kopie BIOS Recovery:

e Aktualné pouzivana verze systému BIOS (stard)

e Verze systému BIOS k aktualizaci (novéa)

Stara verze jgj jiz ulozena na pevném disku. Systém BIOS prida novou verzi na pevny disk, zachové starou verzi a odstrani vSechny
ostatni verze. Pokud jsou na pevném disku uloZzeny napfiklad verze AOO a A02, pricemz aktualné pouzivanou verzi systému BIOS je verze

AQ02. Systém BIOS prida verzi AO4, zachova verzi AO2 a odstrani verzi AOO. Zachovani dvou verzi systému BIOS umozniuje pouzit funkci
navratu k pfedchozi verzi systému BIOS.

Pokud soubor pro obnovu nelze uloZit (nedostatek mista na pevném disku), systém BIOS na to upozorni nastavenim priznaku. K resetovani
priznaku dojde v okamziku, kdy bude mozné ulozit soubor pro obnovu. Systém BIOS upozorni uzivatele, Ze soubor BIOS Recovery je
zastaraly, béhem testu POST nebo v nabidce nastaveni systému BIOS. Nelze-li pouzit obnovu BIOS Recovery z pevného disku, mlze byt
stale mozné pouZzit obnovu BIOS Recovery z disku flash USB.

PFi pouziti jednotky USB: kofenovy adresar nebo ,,\*

BIOS_IMG.rcv: bitové kopie pro obnovu uloZzena na jednotce USB.
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Obnova systému BIOS z pevného disku

®| POZNAMKA: Ujistéte se, Ze mate predchozi verzi a nejnovajsi verzi systému BIOS dostupnou na strankach podpory spoleénosti Dell.

®| POZNAMKA: Zkontrolujte, zda jsou v operadnim systému (OS) viditelné pripony soubort.

1. Prejdéte do umisténi, v némz jsou ulozeny spustitelné soubory (.exe) obsahuijici aktualizaci systému BIOS.

2. Prejmenujte spustitelné soubory se systémem BIOS na BIOS_PRE.rcv, drivéjsi verze systému BIOS, a BIOS_CUR.rcv, nejnovéjsi
verze systému BIOS.
Napriklad: Pokud je nazev souboru nejnovéjsi verze PowerEdge_T30_1.0.0.exe, zmérite jej na BIOS_CUR.rcv, a ndzev souboru
predchozi verze PowerEdge_T30_0.0.9.exe, zménte jej na BIOS_PRE.rcv.
@ POZNAMKA:
a. Pokud je pevny disk novy, nebude na ném nainstalovany zadny operacni systém.

b. Pokud byl pevny disk roz&lenén v tovarné spole¢nosti Dell, bude k dispozici oddil Obnovovaci oddil.

3. Odpojte pevny disk a nainstalujte jej do jiného systému, ktery ma plné funkéni operacni systém.

4. Spustte dany systém a v prostiedi operacniho systému Windows provedenim téchto krokd zkopirujte soubor k obnoveni systému BIOS
do slozky Obnovovaci oddil.
a. Otevrete okno prikazového fadku systému Windows.
b. V piikazovém radku zadejte prikaz diskpart, spustite tak nastroj Microsoft DiskPart.

c. Zadanim prikazu list disk do prikazového fadku nechejte vypsat seznam dostupnych pevnych diskd.
Vyberte pevny disk, ktery byl nainstalovan v kroku 3.

d. Zadanim prikazu list partition zobrazte oddily dostupné na tomto pevné disku.
e. Vyberte oddil Partition 1, coZ je oddil Obnovovaci oddil. Velikost tohoto oddilu je 39 MB.
f. Zadejte do prikazového radku prikaz set id=07, nastavite tak ID oddilu.

®| POZNAMKA: Oddil bude v opera&nim systému viditelny jako Mistni disk (E) a bude pFistupny pro &tenf i zApis.

g. Vytvorte na oddilu Mistni disk (E) nasleduijici slozky: E:\EFI\Dell\BIOS\Recovery.
h. Zkopirujte oba soubory se systémem BIOS BIOS_CUR.rcv a BIOS_PRE.rcv do slozky pro obnovu na oddilu Mistni disk (E).
i. Okné Prikazovy radek u prikazu DISKPART zadejte set id=DE.

Po provedeni tohoto prikazu se oddil Mistni disk (E) stane pro operacni systém nedostupnym.
B. Vypnéte systém, demontuijte pevny disk a nainstalujte jej zp&t do plvodniho systému.

6. Spustte systém a pFi zavadéni jej uvedte do rezimu Konfigurace systému. V &asti Udrzba ovérte, zda je povolena moznost Obnova
systému BIOS z pevného disku v &asti nastaveni Obnova systému BIOS.

7. Stisknutim tlacitka napéjeni systém vypnéte.

8. Stisknéte a pridrzte tlaCitka Ctrl a Esc a piitom spustte systém stisknutim tlacitka napéjent. TlaCitka Ctrl a Esc drzte stisknutd, dokud
nebude zobrazena stranka Obnoveni systému BIOS.
Ujistéte se, Ze prepinac Obnovit BIOS je oznacCen, a kliknutim na tlacitko Pokraéovat spustte obnovu systému BIOS.

Obnova systému BIOS pomoci jednotky USB

®| POZNAMKA: Zkontrolujte, zda jsou v operadnim systému viditelné pfipony soubor.

®

POZNAMKA: Zkontrolujte, zda je v poditadi uloZena nejnovéjsi verze systému BIOS, ktera je dostupné ke staZeni na strankach
podpory spolecnosti Dell.

1. Prejd&te do umisténi, v ném? je uloZen spustitelny soubor (.exe) obsahujici aktualizaci systému BIOS.

2. Prejmenuijte soubor na BIOS_IMG.rcv.
Napriklad: pokud je nazev souboru PowerEdge_T30_0.0.5.exe, zmérite jej na BIOS_IMG.rcv.

3. Zkopirujte soubor BIOS_IMG.rcv do kofenového adresare jednotky USB.

4. Pokud jednotka USB neni zapojena, zapojte ji, restartujte systém, stiskem klavesy F2 prejdéte do nabidky Konfigurace systému
a vypnéte systém stisknutim tlacitka napéjeni.

5. Spustte systém.

6. Béhem spousténi systému stisknéte klavesy Ctrl+Esc a zaroven drzte stisknuté tlacitko napéjeni, dokud se nezobrazi dialogové okno
Obnoveni systému BIOS.
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7. Kliknutim na tlacitko Pokraovat spustte proces obnoveni systému BIOS.

®| POZNAMKA: Zkontrolujte, zda je zvolena moZnost Obnoveny BIOS v dialogovém okné Obnoveni systému BIOS.

8. Zvolte cestu k jednotce USB, na niz je uloZzen soubor k obnoveni systému BIOS (kofenovy adresar nebo ,\“) a postupuijte podle
instrukci na obrazovce.

Aktualizace systému BIOS

Aktualizace systému BIOS v prostredi systému Windows

1. Prejdéte na web www.dell.com/support.
2. Kiliknéte na moZnost Podpora produktu. Do pole Vyhledat podporu, zadejte vyrobni ¢islo pocitace a kliknéte na moznost Vyhledat.
@ POZNAMKA: Pokud vyrobni &islo nemate k dispozici, pouZijte k automatickému rozpoznani po&itade funkci néstroje
SupportAssist. MUZete rovnéz pouzit ID produktu nebo ruéné vyhledat model pocitaCe.

Kliknéte na moznost Ovladace a soubory ke stazeni. Rozbalte nabidku Najit ovladace.

Vyberte operacni systém nainstalovany v pocitaci.

V rozbalovaci nabidce Kategorie vyberte moznost BIOS.

Vyberte nejnovejsi verzi systému BIOS a kliknutim na odkaz Stahnout stdhnéte soubor se systémem BIOS do pocitace.
Po dokonceni stahovani prejdéte do slozky, kam jste soubor s aktualizaci systému BIOS uloZili.

® N O g s o

Dvakrat kliknéte na ikonu souboru s aktualizaci systému BIOS a postupujte podle pokyn(i na obrazovce.
Dalsi informace najdete v ¢lanku 000124211 znalostni baze na adrese www.dell.com/support.

Aktualizace systému BIOS v systémech Linux a Ubuntu

Informace o aktualizaci systému BIOS na pocitaci se systémem Linux nebo Ubuntu naleznete v &lanku znalostni baze 000131486 na adrese
www.dell.com/support.

Aktualizace systému BIOS pomoci jednotky USB v prostredi systému
Windows

1. Postupujte podle krokd 1az 6 v &asti Aktualizace systému BIOS v prostiedi systému Windows a stahnéte si nejnovejsi aktualizacni
soubor pro systém BIOS.

Vytvorte spustitelnou jednotku USB. DalSi informace naleznete v ¢lanku znalostni baze 000145519 na adrese www.dell.com/support.
Zkopirujte aktualizani soubor systému BIOS na spustitelnou jednotku USB.

PFipojte spustitelnou jednotku USB k pocitaci, ktery potrebuje aktualizaci systému BIOS.

Restartujte pocitac a stisknéte klavesu F12.

Zvolte jednotku USB z Jednorazové nabidky spusténi.

N oo bh N

Zadejte nazev aktualizacniho souboru systému BIOS a stisknéte kldvesu Enter.
Zobrazi se Nastroj pro aktualizaci systému BIOS.

8. Postupujte podle pokynli na obrazovce a dokoncete aktualizaci systému BIOS.

Aktualizace systému BIOS z jednorazové spoustéci nabidky klavesy
F12

Aktualizujte systém BIOS v pocitaCi pomoci souboru update.exe uréeného k aktualizaci systému BIOS, ktery je zkopirovany na jednotku
USB se systémem soubor(l FAT32, a spusténim pocitace z jednorazové spoustéci nabidky klavesy F12.

Aktualizace systému BIOS
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Soubor aktualizace systému BIOS miZete spustit ze systému Windows pomoci spustitelné jednotky USB nebo miiZete systém BIOS
v pocitadi aktualizovat z jednorazové spoustéci nabidky klavesy F12.

VétSina pocitact Dell, které byly vyrobeny po roce 2012, zahrnuje tuto funkci. Funkci si mizete ovéfit spusténim poéjtaée do jednorazoveé
spoustéci nabidky klavesy F12, ve které je mezi moznostmi spusténi uvedena moznost AKTUALIZACE FLASH SYSTEMU BIOS. Pokud je
moznost uvedena, pak systém BIOS podporuje tento zplsob aktualizace systému BIOS.
POZNAMKA: Tuto funkci mohou pouZit pouze po&itade s moznosti Aktualizace Flash systému BIOS v jednorazové spoustéci nabidce
klavesy F12.

Aktualizace z jednorazové spoustéci nabidky
Chcete-li aktualizovat systém BIOS z jednorazové spoustéci nabidky klavesy F12, budete potrebovat:

jednotku USB naforméatovanou na systém soubor( FAT32 (jednotka nemusi byt spustitelnd),

spustitelny soubor systému BIOS, ktery jste stahli z webovych stréanek podpory Dell a zkopirovali do koFenového adresare jednotky
USB,

napajeci adaptér pripojeny k pocitaci,
funkéni baterii pocitace, umoZzniujici aktualizaci systému BIOS.
Chcete-li spustit proces aktualizace systému BIOS z nabidky klavesy F12, vykonejte nasledujici kroky:

Nevypinejte pocitac v pribéhu aktualizace systému BIOS. Jestlize pocita¢ vypnete, nemusi se znovu
spustit.

1. Jednotku USB, na kterou jste zkopirovali aktualizaci, vioZte do portu USB v pocitaci, ktery je ve vypnutém stavu.

2. Zapnéte pocitac, stisknutim klavesy F12 vstupte do jednorazové spoustéci nabidky, pomoci mysi nebo Sipek oznacte moznost BIOS
Update a stisknéte klavesu Enter.
Zobrazi se nabidka pro aktualizaci systému BIOS.

Kliknéte na moznost Aktualizace ze souboru.

Zvolte externi zafizeni USB.

Zvolte soubor, dvakrat kliknéte na cilovy soubor s aktualizaci a poté kliknéte na moznost Odeslat.

Kliknéte na moznost Aktualizace systému BIOS. PocitaC se restartuje a provede aktualizaci systému BIOS.

N O oA o

Po dokon&eni aktualizace systému BIOS se pocitac znovu restartuje.

Obnova Self-Heal

Uvod ke kurzu

Self-Heal je moznost obnovit systém Dell Latitude ze situace No Post, No Power, No Video (vypadek testu Post, napéjeni a obrazu).

Pokyny k obnové Self-Heal

Vyjméte primarni baterii a napajeci adaptér.

Odpojte baterii CMOS.

Odstrarite statickou elektrinu. Stisknéte a pridrzte vypina¢ na 10 sekund nebo ponechte systém v necinnosti po dobu 45 sekund.
Oveérte, Ze baterie CMOS a primarni baterie nejsou pripojeny k systému.

Zapojte napéjeci adaptér. Systém se automaticky spusti po pripojeni adaptéru.

oo NN 2

Systém se na okamzik spusti s prazdnou obrazovkou a poté se automaticky vypne. Sledujte kontrolky (napajeni, Wi-Fi a pevny disk).
Kontrolky se rozsviti.

~

Systém se pokusi dvakréat restartovat a ve tfetim pokusu se spusti.

o

Vlozte baterii CMOS a napéjeci adaptér zpét do systému.

9. Jestlize se pomoci obnovy self-heal problém vyresi, aktualizujte na nejnovéjsi verzi systému BIOS a provedte diagnostiku ePSA, ktera
oVEr spravnou funkci systému.

@ POZNAMKA:
e Béhem montaze & demontaze jakéhokoli hardwaru je tfeba mit vZdy spréavné zalohovana data.

e Pokyny k demontazi ¢i montazi dild naleznete v pasazi Montaz a demontaz.
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| e Pred zahajenim prace v pocitaci si preCtéte Bezpecnostni pokyny.

Podporované modely Latitude

()| POZNAMKA:

e Pred vlozenim zakladni desky provedte povinny test self-heal.

e Test Latitude Self-Heal Ize vynechat, jestlize je potfeba systém zcela rozebrat kvlli pristupu ke knoflikové bateri.

e U pocitacd Latitude Fady E7 (XX70) je tfeba nejprve provést obnovu systému BIOS (BIOS Recovery 2.0).

e Aby se snizil Cas pri odstrafiovani problémd v souvislosti s testem Self-Heal, neni nutné pred nim systém znovu sestavit. Technik
mUZe test Self-Heal spustit i s odkrytou zakladni deskou.

e Nedotykejte se 74dné odkryté soucasti nebo zakladni desky, aby nedoslo ke zkratu nebo plsobeni statické elektfiny.

e Jestlize se zadvadu pomoci testu Self-Heal nepodafi odstranit, vyménte zakladni desku.

@ POZNAMKA:

Cinnost terénniho pracovnika: Terénni pracovnici musi zakaznikovi doporucit tento krok predtim, nez oznaci problém jako zavadu
z&kladni desky. Pokud zékaznik nechce test Self-Heal provést, zapiste expedici do 5GL. Doporucte technikdm v servisu, aby test
Self-Heal provadeéli jako jeden z Gvodnich povinnych krokl. Poradte jim, aby v pripadé, Ze test Self-Heal neprob&hne Uspésng,
pokracovali béznym postupem pri odstrariovani problémd a teprve poté ménili dily.

Cinnost pracovnika v servisu: Test Latitude Self-Heal musi byt povinny Gvodni krok. V pfipadg, Ze test Self-Heal neprobéhne
Uspésné, je treba pokraCovat b&Zznym postupem pfi odstrariovani problému a teprve poté ménit dily. Zdokumentujte vysledky testu
Self-Heal do zavére¢ného protokolu pfipadu (Uspésny Ci nelspésny test Self-Heal).
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Ziskani pomoci

Témata:

Kontaktovani spolecnosti Dell

Kontaktovani spolecnosti Dell

@ POZNAMKA: Pokud neméte aktivni internetové pipojeni, Ize kontaktni informace nalézt na nakupni fakture, balicim seznamu,

Uctence nebo v produktovém katalogu spole¢nosti Dell.

Spole¢nost Dell nabizi nékolik moznosti online a telefonické podpory a sluzeb. Jejich dostupnost zavisi na zemi a produktu a nékteré sluzby
nemusi byt ve vasi oblasti k dispozici. Chcete-li kontaktovat spolecnost Dell se zalezitostmi tykajicimi se prodejd, technické podpory nebo
z&kaznického servisu:

1.

2.
3.
4
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Prejdéte na web Dell.com/support.

Vyberte si kategorii podpory.

Oveérte svou zemi nebo region v rozbalovaci nabidce Choose a Country/Region (Vyberte zemi/region) ve spodni ¢asti stranky.
Podle potreby vyberte prislusnou sluzbu nebo linku podpory.

Ziskani pomoci
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